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(57) Zusammenfassung: Aufgabe der vorliegenden Erfin- 1
dung ist ein Polierverfahren und eine Poliervorrichtung an- A; w
zugeben, bei der eine gleichmafige Politur sichergestellt ist
und wobei verbrauchte Poliermasse mit Polierabfallproduk-
ten wirksam von einem Polierfeld nach auf3en entfernt wer-
den kann, so dass Kratzer aufgrund der Polierabfallproduk- L
te reduziert werden, und so dass der Poliermassenver-
brauch minimiert ist, wodurch Kosten vermieden werden,
was insbesondere fiir Massenproduktion vorteilhaft ist.

Die vorstehende Aufgabe wird mit der vorliegenden Erfin-
dung geldst, die ein Polierverfahren bereitstellt bei dem
eine Mechanik ein Element 15a an einer Polierfeldoberfla-
che 19 bereitstellt, und das Element in Kontakt mit der Po-
lierfeldoberflache 19 oder in deren Nahe bringt, und wobei
Poliermasse entlang dem Element 15a zugeflhrt wird, um
die Poliermasse auf die Polierfeldoberflache 19 aufzubrin-
gen, wobei eine Oberflache des Polierfelds, die zur Polie-
rung verwendet wird, eine Vielzahl von Kerben hat, die aus-
gehend von einem zentralen Abschnitt eines Oberflachen-
abschnitts des Polierfelds miteinander kommunizieren und
sich zu seinem Randabschnitt des Polierfelds erstrecken,
und wobei entlang den jeweiligen Kerben beim Polieren rei-
nes Wasser zugefihrt wird, um Polierabfallprodukte vom
Randbereich des Polierfelds nach auf3en zu entfernen.
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Beschreibung
Technischer Bereich

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
ein Polierverfahren und eine Poliervorrichtung und
insbesondere auf ein chemisch- mechanisches Po-
lierverfahren und eine dementsprechende Poliervor-
richtung (CMP).

Stand der Technik

[0002] Bei der Herstellung eines Wafers fir einen
Halbleiter, ein elektronisches Bauteil oder ahnliches
wird der Wafer mit zahlreichen Herstellungsschritten
behandelt und beispielsweise geschnitten oder po-
liert. In den letzten Jahren entwickelte sich die Halb-
leitertechnik hin zur Miniaturisierung und Vielschicht-
leitungsfihrung beim Design von integrierten Schalt-
kreisen, wobei aus Kostengriinden auch der Durch-
messer von Wafern vergrofiert wurde. Wenn daher
eine Schicht mit einem Muster (Pattern) ausgebildet
wird und zwar wie beim Stand der Technik mit einem
Muster der nachsten Schicht, dann wird es schwierig
ein hochqualitatives Muster auf der nachsten Schicht
auszubilden aufgrund von Schwankungen (Undulati-
on) auf der vorherigen Schicht, wodurch schnell Her-
stellungsfehler auftreten kénnen.

[0003] Demzufolge wird eine Oberflache einer
Schicht mit einem Pattern planarisiert und daran an-
schlieend ein Pattern aus der nachsten Schicht aus-
gebildet. Bei der Planarisierung wird haufig CMP ver-
wendet. Ein Wafer wird mittels CMP poliert indem der
Wafer von einem Polierkopf gehalten wird und der
Wafer an ein rotierendes Polierfeld gedrickt wird und
zwar mit einem vorbestimmten Druck, und unter Ver-
wendung des Zusatzes einer Schleifmittelmassse
und Chemikalien zwischen dem Polierfeld und dem
Wafer.

[0004] Bei dem CMP Polierverfahren hat die vorste-
hend genannte, Masse auf dem Polierfeld grof3en
EinfluR auf die Polierung des Wafers. Um einen Wa-
fer eben gleichmaRig und glatt zu polieren ist es not-
wendig die Masse gleichmaflig auf dem Polierfeld zu
verteilen.

[0005] Beim Ubermaflligen Zusatz von Poliermasse
auf das Polierfeld erhéhen sich bei der Massenpro-
duktion die Polierkosten, weshalb es au3erdem not-
wendig ist die Poliermasse auf das Polierfeld effizient
und in kleinen Betragen gleichmalig aufzubringen.

[0006] Im allgemeinen ist auf einer Oberflache eines
Polierfeldes eine Kerbe ausgebildet. Die Kerbe dient
daher im allgemeinen dazu, die Poliermasse auf die
gesamte Oberflache des Polierfeldes zu verteilen.
Aus dem Stand der Technik ist beispielsweise be-
kannt, eine Vielzahl von Kerben radial auszubilden,
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deren Tiefe am Randabschnitt des Polierfeldes fla-
cher ist, um die Poliermasse auf der Oberflache des
Polierfelds effizient zu verteilen (beispielsweise aus
Patentschrift 1).

[0007] Die Poliermasse wird jedoch nur wirksam,
wenn sie auf einen Oberflachenabschnitt des Polier-
feldes gelangt, wohingegen sie in den Kerben nicht
zu der Polierung beitragt. Es ist daher wichtig die Po-
liermasse effizient auf der gesamten Oberflache des
Polierfeldes zu verteilen.

[0008] Aus dem Stand der Technik ist beispielswei-
se aulerdem eine Poliermassenzufihrvorrichtung
bekannt, die Poliermasse auf ein Polierfeld Gber eine
Poliermassentransportleitung zufiihrt und eine Wa-
ferpoliervorrichtung, die eine Poliermassenzufihrpo-
sition unter Verwendung eines beweglichen Arms
einstellen kann, oder eine Poliervorrichtung, die ei-
nen Rakel umfasst, der die Poliermasse in einem Ne-
bel auf eine Polieroberflache verspriiht (beispielswei-
se aus Patentschrift 2, 3 oder 4).

Patentschrift 1: JP-A-2005 177934 (Seite 4, Fig. 1)
Patentschrift 2: JP-A-2004-63888 (Seite 4, Fig. 3)
Patentschrift 3: JP-A-11-70464 (Seite 4, Eig. 2)
Patentschrift 4: JP-A-10-296618 (Seite 4, Eig. 9)

Erfindung

[0009] Bei dem in Patentschrift 1 offenbarten Stand
der Technik wird eine Kerbenausbildung vorgeschla-
gen, bei der Poliermasse schnell auf die gesamte
Oberflache des Polierfelds verteilt wird und ein gro-
Rer Betrag der Poliermasse in den Kerben des Polier-
feldes bleibt. Bei radialen Kerben wird jedoch auf-
grund der Rotation des Polierfeldes die Poliermasse
schnell nach auRen verbraucht. Es ist daher notwen-
dig einen grofRen Betrag frischer Poliermasse zuzu-
fuhren, was betrachtlich kostspielig ist.

[0010] Bei dem in Patentschrift 2 bis 4 offenbarten
Stand der Technik wird die Poliermasse zwischen ei-
nen Wafer und ein Polierfeld gespriht oder zwischen
das Polierfeld und einen Rakel gespruht und auf die-
se Weise auf die gesamte Oberflache des Polierfel-
des aufgetragen. Hierbei wird die Poliermasse Uber
Kerben in dem Polierfeld zugefihrt, so dass die Ver-
teilung der Poliermasse sich mit zunehmender Rota-
tion des Polierfeldes andert oder mit dem Druck zwi-
schen dem Polierfeld und einem Wafer oder mit der
Anordnung der Kerben andert. Aus diesem Grund ist
es schwierig Poliermasse gleichmalig auf die ge-
samte Oberflache des Polierfeldes zu verteilen.

[0011] Bei der Verteilung von Poliermasse auf der
gesamten Oberflache des Polierfeldes kommt es vor,
dass ein Teil der Poliermasse in den Kerben des Po-
lierfeldes zu der Polierung beitragt, wohingegen ein
anderer Teil der Poliermasse nicht zu der Polierung
beitragt und unverbraucht von dem Polierfeld nach
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aullen austreibt und auf diese Weise verschwendet
wird.

[0012] Beim Polieren mit einem Polierfeld werden
aullerdem Polierabfallprodukte erzeugt, die aus den
Kerben des Polierfelds nach aulen austreten und
sich mit frischer Poliermasse vermischen, wodurch
Kratzer auf dem Wafer erzeugt werden. Dieses Pro-
blem kann durch Zufuhr eines gro3en Betrages von
Poliermasse verringert werden, wobei sich jedoch die
Herstellungskosten betrachtlich erhdhen.

[0013] Bei einem CMP Polierverfahren eines Wa-
fers ist es aullerdem unverzichtbar das Polierfeld pe-
riodisch zu konditionieren, um eine Herabsetzung der
Polierrate durch Blockierung des Polierfelds zu ver-
hindern. Bei der Konditionierung des Polierfeldes
wird eine Oberflache des Polierfelds aufgerauht und
poliert und abgeschabt. Der Betrag der Abschabung
des Polierfelds liegt bei einer Politur im Bereich von
ungefahr 0,2 bis 0,5 pm, was bei 1000 polierten Wa-
fern ungefahr 200 bis 500 um ausmacht. Hierbei wer-
den die Kerben nicht behandelt. Nachdem die Tiefe
der Kerben ungefahr 700 ym betragt nimmt deren
Tiefe zunehmend ab und wird schliellich um die Half-
te reduziert, was dazu fiihrt, dass sich die Poliermas-
se auf dem Polierfeld zunehmend unterschiedlich
ausbreitet, was die Polierqualitat eines Wafers beein-
fluit.

[0014] Wie vorstehend beschrieben wird bei der Po-
lierung eines Wafers unter Verwendung eines CMP-
Verfahrens von der Poliermasse ein Polierabfallpro-
dukt erzeugt, das in der Kerben des Polierfelds ein-
dringt und nur Uber die Kerben nach aufen drangt.
Da das Polierabfallprodukt auf der Oberflache des
Polierfeldes bleibt treten Kratzer oder ahnliche Scha-
den auf, weshalb es wiinschenswert ist, dass das Po-
lierabfallprodukt in die Kerben dringt und die Polier-
masse in die Kerben nach auen abgefiihrt wird ohne
erneut auf die Oberflache des Polierfelds zu gelan-
gen.

[0015] Da die Polierabfallprodukte auf der Oberfla-
che des Polierfelds Kratzer verursachen ist es wun-
schenswert, dass die Polierabfallprodukte in die Ker-
ben tropfen und mit Polierschlamm abgefihrt wird
ohne erneut auf die Oberflache des Polierfelds zu ge-
langen.

[0016] Bei dem oben beschriebenen Stand der
Technik wird jedoch frische Poliermasse Uber die
Kerben zugefiihrt, die sich mit dem in die Kerben ein-
gedrungenen Polierabfallprodukt vermischt. Wenn
neu zugeflhrte Poliermasse uber die Kerben verteilt
wird bleibt sie in dem Polierfeld und wird Gber einen
Uberlauf aus den Kerben auf die Oberfliche des Po-
lierfelds zugeftihrt.

[0017] Hierbei wird jedoch nicht nur die neu zuge-
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fuhrte Poliermasse auf die Oberflache des Polierfelds
zugefihrt, sondern auch das Polierabfallprodukt, das
in die Kerben eingedrungen ist, kann erneut auf das
Polierfeld gelangen. Hierbei kommt es zu einer An-
haufung von Material durch das Polierabfallprodukt,
das die Oberflache eines Wafers beschadigen kann,
indem sie zerkratzt wird.

[0018] Bei dem vorstehend beschriebenen prinzipi-
ellen Auftreten der erneuten Zufiihrung des Polierab-
fallprodukts zur Polierfeldoberflache tritt daher ein
unbestimmter Faktor von Kratzern auf. Bei einer Po-
liermasse, die mit verbrauchter Poliermasse mit dem
Polierabfallprodukt vermischt ist und in Abhangigkeit
der Polierrate der Polierfeldoberflache zugefuhrt
wird, kénnen daher die chemischen Charakteristika
der Poliermasse nicht hinreichend genau bestimmt
werden.

[0019] Bei Erh6hung des Durchsatzes des Polierab-
fallprodukts erniedrigt sich der Durchsatz der Polier-
masse auf dem Polierfeld, so dass frische Poliermas-
se erneut auf das Polierfeld zugefihrt werden muss,
was zu einem erhohten Verbrach und dementspre-
chend hohen Kosten fiihrt.

[0020] Wenn andererseits eine Kerbe derart ausge-
bildet ist, dass die Poliermasse auf dem Polierfeld ge-
halten wird, dann wird das Polierabfallprodukt, das in
die Kerben eingedrungen ist zusammen mit der fri-
schen Poliermasse erneut auf das Polierfeld zuge-
fuhrt. Demzufolge treten Kratzer auf der Oberflache
eines Wafers auf und eine wiinschenswert kratzfreie
Polierung wird nicht erzielt. Es ist prinzipiell schwierig
unter Verwendung der Kerben auf dem Polierfeld
zwei Funktionen bereitzustellen, namlich Poliermas-
se zu verteilen und Polierabfallprodukt auszuschei-
den.

[0021] Angesichts der vorstehenden Nachteile des
Standes der Technik ist daher Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung ein Polierverfahren und eine Poliervor-
richtung anzugeben, die eine gleichmaRige Politur
gestatten und auRRerdem effizient verbrauchte Polier-
masse mit Polierabfallprodukten von dem Polierfeld
nach aulen zu entfernen, so dass Schaden aufgrund
des Polierabfallprodukts vermieden werden, und die-
ses gestatten den Poliermassenverbrauch zu mini-
mieren, so dass eine kostenglinstige Massenproduk-
tion moglich ist.

Zusammenfassung der Erfindung

[0022] Die vorstehende Aufgabe wird mit Merkma-
len von Anspruch 1 geldst, wobei die vorliegende Er-
findung insbesondere ein Polierverfahren bereitstellt,
bei dem eine Poliermasse einer Polieroberflache zu-
gefuhrt wird und durch relative Bewegung zwischen
der Polieroberflache und einem Wafer eine Polierung
durchgefihrt wird, wobei eine Mechanik bereitgestellt
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wird, die ein Element auf einer Polierfeldoberflache
einstellt, so dass das Element in Kontakt mit der Po-
lierfeldoberflache gebracht wird, oder dass das Ele-
ment in der Nahe der Polierfeldoberflache angeord-
net ist und wobei entlang dem Element Poliermasse
zugefihrt wird, um die Poliermasse zu der Polierfel-
doberflache zuzufihren, und wobei eine Oberflache
des Polierfelds, die zum Polieren verwendet wird,
eine Vielzahl von Kerben hat und die sich von einem
zentralen Abschnitt eines Oberflachenabschnitts des
Polierfelds zu seinem Randabschnitt erstrecken, wo-
bei Poliermasse zugefihrt wird wahrend die Polier-
masse auf die Polierfeldoberflache aufgetragen wird,
und wobei die Poliermasse die bereits zur Polierung
beigetragen hat, durch die Kerben des Polierfelds ab-
gefuhrt wird.

[0023] Nach einer bevorzugten Ausflhrung ist ein
distales Ende des Elements derart angeordnet, dass
es Kontakt mit der Polierfeldoberflache hat oder in
der Nahe der Polierfeldoberflache angeordnet ist,
wobei die Poliermasse zu einer Polieroberflache des
Polierfelds zugefihrt wird in dem die Poliermasse
entlang dem Element flief3t. Selbst wenn nur eine ge-
ringe Menge Poliermasse nach unten flielt verteilt
sie sich aufgrund von Oberflachenspannung zwi-
schen Oberflache des Polierfelds und dem Element
gleichmafig auf der Polieroberflache und wird der
Polieroberflache des Polierfelds gleichmaRig und
dinn zugeflhrt, und zwar aufgrund der relativen Be-
wegung zwischen dem Element und dem Polierfeld.
Auf diese Weise wird iber das Element bestandig fri-
sche Poliermasse zu der Polieroberflache zugefihrt.
Ein Wafer wird auf der Polieroberflache mit der durch
die relative Bewegung zwischen dem Wafer und dem
Polierfeld konstant gleichmaRig und diunn zugefuhr-
ten frischen Poliermassen poliert. Die Poliermasse,
die zu der Polierung beigetragen hat, dringt aufgrund
der relativen Bewegung zwischen dem Wafer und der
Polieroberflache in eine Vielzahl von Kerben ein. Da
die Vielzahl von Kerben jeweils von einem zentralen
Abschnitt des Oberflachenabschnitts des Polierfelds
zu einem Randabschnitt jeweils kommunizieren wird
die Poliermasse, die zum Polieren beigetragen hat
und in die Kerben eingetreten ist, von dem
Randabschnitt nach auf3en abgefihrt.

[0024] Die vorliegende Erfindung mit den Merkma-
len von Anspruch 2 stellt ein Polierverfahren bereit,
wobei das auf der Polierfeldoberflache bereitgestellte
Element eine Vielzahl von drahtahnlichen Elementen
umfasst oder ein blrstenahnliches Element oder ein
borstenahnliches Element umfasst.

[0025] Mit einer derartigen Ausbildung flie3t Polier-
masse gleichmalig nach unten auf die Polierfeldo-
berflache aufgrund von Kapillarkraften, die aufgrund
der Oberflachenspannung zwischen der Poliermasse
und der Vielzahl von drahtahnlichen Elementen oder
einem burstenahnlichen Element oder einem bors-
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tenahnlichen Element auftreten, so dass die Polier-
masse gleichmafig und dinn zugefihrt wird und auf
der Polierfeldoberflache verteilt wird.

[0026] Die vorliegende Erfindung nach den Merk-
malen von Anspruch 3 stellt ein Polierverfahren be-
reit, wobei die Vielzahl von Kerben entweder radial
oder gitterartig ausgebildet sind und lineare oder bo-
genférmige Elemente umfassen.

[0027] Mit einer derartigen Ausbildung, bei der die
Vielzahl von Kerben radial oder gitterartig ausgebil-
det sind kommunizieren die jeweiligen Kerben aus-
gehend von dem zentralen Abschnitt des Oberfla-
chenabschnitts des Polierfelds und erstrecken sich
zu seinem Randabschnitt. Die Poliermasse, die zu
dem Polieren beigetragen hat, und das Polierabfall-
produkt, das bei der Polierung erzeugt wird treten in
die jeweiligen Kerben wirksam ein und zwar aufgrund
der relativen Bewegung zwischen dem Wafer und der
Polieroberflache des Polierfelds.

[0028] Die Ausfiihrung der vorliegenden Erfindung
nach den Merkmalen von Anspruch 4 stellt eine Po-
lierverfahren bereit, bei dem eine Poliermasse einer
Polierfeldoberflache zugefihrt wird und durch die re-
lative Bewegung zwischen dem Polierfeld und einem
Wafer eine Polierung durchgefiihrt wird, wobei eine
Mechanik vorgesehen ist, die ein Element auf der Po-
lierfeldoberflache vorsieht, das in Kontakt mit der Po-
lierfeldoberflache gebracht ist oder das in der Nahe
von Polierfeldoberflache angeordnet ist, wobei die
Poliermasse entlang des Elements zugeflihrt wird,
um die Poliermasse der Polierfeldoberflache zuzu-
fihren, wobei eine Oberflache des Polierfelds, die zur
Polierung verwendet wird, eine Vielzahl von kommu-
nizierenden Kerben hat, die sich von einem zentralen
Abschnitt eines Oberflachenabschnitts des Polier-
felds zu einem Randabschnitt erstrecken, wobei
wahrend dem Polieren reines Wasser entlang den je-
weiligen Kerben zugefiihrt wird, um Polierabfallpro-
dukte von dem Randabschnitt des Polierfelds nach
aullen abzuflihren.

[0029] Nach einer Ausflhrung ist ein distales Ende
des Elements derart angeordnet, dass es Kontakt mit
Polierfeldoberflache hat oder in der Nahe der Polier-
feldoberflache angeordnet ist, wobei die Poliermasse
einer Polieroberflache auf dem Polierfeld zugefuhrt
wird, indem sie entlang dem Element nach unten
fliet. Selbst wenn die Poliermasse, die nach unten
flie3t nur eine geringe Menge hat verteilt sie sich auf-
grund der Oberflachenspannung zwischen der Po-
lieroberflaiche des Polierfelds und dem Element
gleichmafig auf der Polieroberflache und wird auf-
grund der relativen Bewegung zwischen dem Ele-
ment und dem Polierfeld gleichmafig und diinn zuge-
fuhrt. Auf diese Weise wird bestandig frische Polier-
masse Uber das Element zu der Polieroberflache zu-
gefuhrt. Ein Wafer wird auf der Polieroberflache mit
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der gleichmaRig und dunn zugefiihrten frischen Po-
liermasse durch die relative Bewegung zwischen
dem Wafer und dem Polierfeld poliert. Polierabfall-
produkte mit Abrieb, Schlamm und Staub, die beim
Polieren erzeugt werden, treten aufgrund der relati-
ven Bewegung zwischen dem Wafer und der Poliero-
berflache in die Vielzahl von Kerben ein. Da die Viel-
zahl von Kerben von dem zentralen Abschnitt des
Oberflachenabschnitts des Polierfelds jeweils zu sei-
nem Randabschnitt kommunizieren werden die Po-
lierabfallprodukte in den Kerben effizient entfernt,
und zwar von dem Randabschnitt nach aufierhalb
des Polierfelds indem reines Wasser entlang den je-
weiligen Kerben zugefuhrt wird.

[0030] Die Ausbildung der vorliegenden Erfindung
mit den Merkmalen von Anspruch 5 stellt ein Polier-
verfahren mit einer Mechanik zur Zufiihrung von rei-
nem Wasser entlang der Kerben wahrend dem Polie-
ren bereit, wobei Polierabfallprodukte von einem zen-
tralen Abschnitt des Polierfelds zum Randabschnitt
des Polierfelds bei der Rotation des Polierfelds abge-
fuhrt werden.

[0031] Bei dieser Ausfuhrung der vorliegenden Er-
findung wird durch das Zufiihren von reinem Wasser
in die Kerben wahrend der Rotation des Polierfelds
beim Polieren das Polierabfallprodukt aus den jewei-
ligen Kerben wirksam von deren Randabschnitt nach
aullen entfernt und zwar mittels Zentrifugalkraft.

[0032] Die Ausfiihrung der vorliegenden Erfindung
mit den Merkmalen von Anspruch 6 stellt ein Polier-
verfahren bereit bei dem die Oberflachen der Vielzahl
von Kerben wasserabweisend ausgebildet sind.

[0033] Wenn bei dieser Ausflihrung der vorliegen-
den Erfindung beim Polieren reines Wasser entlang
den jeweiligen Kerben zugefiuihrt wird, dann wird das
Polierabfallmaterial in den Kerben aufgrund der was-
serabweisenden Oberflachen der Kerben noch bes-
ser entfernt.

[0034] Die Ausfiihrung der vorliegenden Erfindung
mit den Merkmalen von Anspruch 7 stellt ein Polier-
verfahren bereit, bei dem reines Wasser in die Ker-
ben zugefuhrt wird, um Polierabfallprodukte von dem
Randbereich des Polierfelds nach auf’en zu entfer-
nen wahrend das Polierfeld rotiert, und wobei eine
Mechanik zur Zufuhr von Poliermasse zu einer Po-
lieroberflache bereitgestellt ist, und zwar durch die re-
lative Bewegung zwischen der Polieroberflache und
einem Wafer, wobei eine Mechanik ein Element auf
einer Polierfeldoberflache bereitstellt, und das Ele-
ment in Kontakt mit der Oberflache des Polierfelds
bringt oder das Element in die Nahe der Oberflache
des Polierfelds bringt, wobei die Poliermasse entlang
dem Element zugefuhrt wird, um die Poliermasse auf
die Polierfeldoberflache aufzubringen, wobei eine
Oberflache des Polierfelds eine Vielzahl von kommu-
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nizierenden Kerben hat, die von einem zentralen Ab-
schnitt der Oberflache des Polierfelds bis zu seinem
Randabschnitt reichen, und wobei reines Wasser
entlang den jeweiligen Kerben wahrend der Politur
zugefihrt wird, um Polierabfallprodukte von dem
Randbereich des Polierfelds nach aullen zu entfer-
nen, und wobei eine Mechanik mit einer Dise zum
Ausbringen von Wasser mit hohem Druck zum Ent-
fernen der Polierabfallprodukte vorgesehen ist, und
die Duse an einem Arm angeordnet ist, wobei Was-
ser mit hohem Druck aus der Diise von einem zentra-
len Abschnitt des Polierfelds zu einem Randabschnitt
des Polierfelds in Abh&angigkeit von der Schwenkstel-
lung des Arms ausgestol3en wird.

[0035] Da bei dieser Ausbildung der vorliegenden
Erfindung aus der Dise an dem Arm wahrend der
Politur Wasser mit hohem Druck ausgestof3en wird,
und zwar mit der Richtung ausgehend von dem zen-
tralen Abschnitt der Polierfeldoberflache zu dem &u-
Reren Randabschnitt, werden Polierabfallprodukte in
den Kerben wirksam von dem Randabschnitt des Po-
lierfelds nach aulen entfernt und zwar in Abhangig-
keit der Schwenkstellung des Arms.

[0036] Die Ausfiihrung der vorliegenden Erfindung
nach den Merkmalen von Anspruch 8 stellt ein Polier-
verfahren bereit, bei dem die Mechanik, die die Po-
liermasse auf die Polierfeldoberflache aufbringt, eine
Mechanik umfasst, die sich von einem zentralen Ab-
schnitt des Polierfelds zu einem Randabschnitt er-
streckt, und bei der Rotation des Polierfelds gleich-
zeitig Poliermasse von dem zentralen Abschnitt des
Polierfelds zu dem Randabschnitt aufbringt.

[0037] Bei dieser Ausfiihrung der vorliegenden Er-
findung ist die Mechanik, die Poliermasse auf die Po-
lierfeldoberflache aufbringt, derart ausgebildet, dass
sie sich von dem zentralen Abschnitt des Polierfelds
zu dem Randabschnitt in radialer Richtung erstreckt,
wobei Poliermasse, die entlang dem Element nach
unten flieR3t, auf die gesamte Oberflache der Polierfel-
doberflache von dem zentralen Abschnitt der Polier-
feldoberflache zu ihrem Randabschnitt aufgrund der
Rotation des Polierfelds gleichmaRig und dinn ver-
teilt wird.

[0038] Die Ausfiihrung der vorliegenden Erfindung
mit den Merkmalen von Anspruch 9 stellt eine Polier-
vorrichtung bereit, die eine Poliermasse auf eine Po-
lieroberflache zufihrt und die eine Polierung auf-
grund der relativen Bewegung zwischen der Poliero-
berflache und einem Wafer ermdglicht, wobei die Po-
liervorrichtung die nachfolgenden Merkmalen um-
fasst:

eine Mechanik zur Zufuhr von Poliermasse, die ein
birstenahnliches oder drahtdhnliches Element um-
fasst, an dem die Poliermasse entlang nach unten
flieBt und das zum Aufbringen der Poliermasse auf
eine Polierfeldoberflache dient; und eine Spllmecha-
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nik zum Waschen der Polierfeldoberflache wahrend
dem Polierverfahren.

[0039] Bei dieser Ausfuhrung der vorliegenden Er-
findung flie3t Poliermasse aufgrund von Kapillarkraft
der Oberflachenspannung zwischen der Poliermasse
und dem burstendhnlichen oder drahtéhnlichen Ele-
ment gleichmaRig auf die Polierfeldoberflache.
Selbst wenn die Poliermasse in geringer Menge nach
unten flielt verteilt sie sich aufgrund der Oberfla-
chenspannung zwischen der Polieroberflaiche des
Polierfelds und dem Elements gleichmaRig und wird
aufgrund der relativen Bewegung zwischen dem Ele-
ment und dem Polierfeld gleichmaRig und dunn auf
die Polieroberflache des Polierfelds verteilt. Auf diese
Weise wird bestandig frische Poliermasse Uber das
Element auf die Polieroberflache des Polierfelds zu-
geflihrt. Ein Wafer wird auf der Polieroberflache, auf
der frische Poliermasse konstant, gleichmaflig und
dinn durch die relative Bewegung zwischen dem
Wafer und dem Polierfeld zugefiihrt wird, poliert. Po-
liermasse, die zu der Politur beigetragen hat, und Po-
lierabfallprodukte, die bei der Polierung entstanden
sind, treten aufgrund der relativen Bewegung zwi-
schen dem Wafer und der Polieroberflache des Po-
lierfelds in dort ausgebildete Kerben ein. Die Polier-
feldoberflache wird beim Polieren mittels einer Spul-
mechanik derart gewaschen, dass die Poliermasse,
die zur Polierung beigetragen hat, und Polierabfall-
produkte, die in die Kerben eingedrungen sind, von
dem Randbereich des Polierfelds nach aufien ent-
fernt werden.

[0040] Die Ausfiuhrung der vorliegenden Erfindung
mit den Merkmalen von Anspruch 10 stellt eine Po-
liervorrichtung bereit, bei der die Mechanik zum Wa-
schen der Polierfeldoberflaiche beim Polieren eine
Dise zum Ausbringen von Wasser unter hohem
Druck hat, wobei die Diise an einem Arm befestigt ist,
und wobei das unter hohem Druck von der Dise aus-
gestolene Wasser von einem zentralen Abschnitt
des Polierfelds zu einem aulReren Abschnitt des Po-
lierfelds in Abhangigkeit von einer Schwenkstellung
des Arms wirkt.

[0041] Bei dieser Ausfiihrung der vorliegenden Er-
findung wird aus der an dem Arm befestigten Dise
Wasser unter hohem Druck derart ausgestolien,
dass es beim Polieren von dem zentralen Abschnitt
der Polierfeldoberfliche um zu seinem &uferen
Randabschnitt wirkt, wobei Poliermasse, die zum Po-
lieren beigetragen hat, und Polierabfallprodukte, die
in die Kerben eingedrungen (gefallen) sind, von dem
Randabschnitt des Polierfelds in Abhangigkeit der
Schwenkstellung des Arms wirksam entfernt werden.

[0042] Die Ausfiihrung der vorliegenden Erfindung
nach den Merkmalen vom Anspruch 11 stellt eine Po-
liervorrichtung bereit, bei dem das Element zur Zu-
fuhr von Poliermasse eine Vielzahl von Drahtelemen-
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ten umfasst, ein plattenférmiges Element mit Kerben
umfasst, oder ein birstenahnliches Element umfasst,
das aus einer Vielzahl von drahtahnlichen Elementen
besteht.

[0043] Bei dieser Ausfihrung der vorliegenden Er-
findung fliet Poliermasse auf dem Element zur Zu-
fuhr von Poliermasse auf die Polieroberflache des
Polierfelds gleichmaRig aufgrund von Kapillarkraft
der Oberflachenspannung zwischen der Poliermasse
und der Vielzahl von drahtahnlichen Elementen, dem
plattendhnlichen Element mit Kerben, oder dem
birstenahnlichen Element nach unten, so dass die
Poliermasse gleichmafig und dinn auf der Poliero-
berflache verteilt wird.

[0044] Die Ausfuhrung der vorliegenden Erfindung
mit den Merkmalen von Anspruch 12 stellt eine Po-
liervorrichtung bereit, bei der das Element zur Zufuhr
der Poliermasse in radialer Richtung des Polierfelds
derart angeordnet ist, dass es von einem zentralen
Abschnitt des Polierfelds in Richtung seines
Randabschnitts gerichtet ist.

[0045] Bei dieser Ausfiihrung der vorliegenden Er-
findung kann das Element zur Zufuhr von Polierma-
terial in der Nahe der gesamten Oberflache der Po-
lieroberflache auf dem Polierfeld angeordnet sein
oder mit ihr in Kontakt kommen. Auf diese Weise
kann Poliermasse auf die gesamte Oberflache der
Polieroberflache des Polierfelds gleichmaRig und
dinn aufgetragen werden.

[0046] Die Ausfiihrung der vorliegenden Erfindung
mit den Merkmalen von Anspruch 13 stellt eine Po-
liervorrichtung bereit, wobei das Element zur Zufuhr
der Poliermasse derart ausgebildet ist, dass sein dis-
taler Endabschnitt keinen Kontakt mit Bodenab-
schnitten von Kerben in dem Polierfeld hat.

[0047] Bei dieser Ausfihrung der vorliegenden Er-
findung wird frische Poliermasse daran gehindert in
die Kerben einzudringen, wobei Poliermasse, die bei
der Politur bereits beigetragen hat, und Polierabfall-
produkte wirksam von dem Polierfeld nach aufien
entfernt werden. AulRerdem wird eine Anreicherung
von Poliermasse, die zu dem Polierverfahren bereits
beigetragen hat, und Polierabfallprodukte in den Ker-
ben der Polieroberflache des Polierfelds wirksam
verhindert.

[0048] Da bei der Ausfiihrung der vorliegenden Er-
findung mit den Merkmalen von Anspruch 1 die Me-
chanik, die ein Element auf einer Polierfeldoberflache
bereitstellt, das in Kontakt mit der Polierfeldoberfla-
che gebracht ist oder in die Nahe der Polierfeldober-
flache angeordnet ist, wobei die Poliermasse entlang
dem Element auf die Polierfeldoberflache tbertragen
wird, und eine Oberflache des Polierfelds eine Viel-
zahl von kommunizierenden Kerben hat, die sich von
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einem zentralen Abschnitt eines Oberflachenab-
schnitts des Polierfelds zu seinem Randabschnitt er-
strecken, wird Poliermasse zugefihrt wahrend die
Poliermasse auf die Polierfeldoberflache aufgetragen
wird, und Poliermasse, die zum Polieren beigetragen
hat gelangt zum AusstoR in die Kerben des Polier-
felds, wobei die Zufuhr von Poliermasse zu der Po-
lierflache auf dem Polierfeld erfolgt indem die Polier-
masse entlang dem Element derart nach unten flief3t,
dass die Poliermasse, selbst wenn sie nur eine gerin-
ge Menge hat, auf die Oberflache gleichmaRig und
dinn aufgrund von Oberflachenspannung zwischen
der Polierflache des Polierfelds und dem Element
verteilt werden kann. Demzufolge kann ein Wafer auf
der Polieroberflache, die konstant mit frischer Polier-
masse gleichmaflig und dinn versorgt wird, poliert
werden. Die Poliermasse, die zur Polierung beigetra-
gen hat, kann in die Vielzahl von kommunizierenden
Kerben eindringen, die sich von einem zentralen Ab-
schnitt der  Polierfeldoberflache zu  ihrem
Randabschnitt erstrecken, und zwar aufgrund der re-
lativen Bewegung zwischen dem Wafer und der Po-
lieroberflache, wobei die verbrauchte Poliermasse
nach auf3en befdérdert wird.

[0049] Dies fihrt zu einer vorteilhaften gleichmafi-
gen Polierung, wobei Kratzer aufgrund von Polierab-
fallprodukten in der Poliermasse, die bereits zur Po-
lierung beigetragen hat, vermieden werden, was ins-
besondere bei Massenproduktion kostenglinstig ist,
nachdem der Poliermassenverbrauch minimiert wird.

[0050] Da bei der Ausfiihrung der vorliegenden Er-
findung mit den Merkmalen von Anspruch 2 das auf
der Polierflache bereitgestellte Element eine Vielzahl
von drahtahnlichen, blrstenahnlichen oder borsten-
ahnlichen Elementen umfasst, kann die Poliermasse
aufgrund von Kapillarkraften vorteilhaft entlang dem
Element auf die Polierfeldoberflache gleichmaRig
nach unten flieen und gleichmafig und dinn auf die
Polieroberflache verteilt werden.

[0051] Da bei der Ausfihrung der vorliegenden Er-
findung mit den Merkmalen von Anspruch 3 die Viel-
zahl von Kerben entweder radial ausgebildet sind
und lineare Abschnitte umfassen oder bogenformig
oder gitterartig ausgebildet ist kann eine Vielzahl von
Kerben vorteilhaft von dem zentralen Abschnitt zu
dem Randabschnitt des Polierfelds jeweils vorteilhaft
kommunizieren, wobei Poliermasse, die zum Polie-
ren beigetragen hat, und Polierabfallprodukte, die
beim Polieren auftreten, aufgrund der relativen Be-
wegung zwischen dem Wafer und der Polieroberfla-
che des Polierfelds wirksam in die jeweiligen Kerben
gelangen.

[0052] Da bei der Ausfiihrung der vorliegenden Er-
findung mit den Merkmalen von Anspruch 4 die Me-
chanik, die ein Element auf einer Polierfeldoberflache
derart bereitstellt, dass das Element in Kontakt mit
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der Polierfeldoberflache gebracht ist oder in der Nahe
der Polierfeldoberflache angeordnet ist, und die Po-
liermasse entlang dem Element zugeflhrt wird, um
die Poliermasse auf der Polierfeldoberflache zu ver-
teilen, hat eine Oberflache des Polierfelds eine Viel-
zahl von miteinander kommunizierenden Kerben, die
sich von einem zentralen Abschnitt einer Oberflache
des Polierfelds zu seinem Randabschnitt erstrecken,
und auferdem wird reines Wasser entlang den jewei-
ligen Kerben beim Polieren zugefuhrt, um Polierab-
fallprodukte von dem Randabschnitt des Polierfelds
nach aulen zu entfernen, und auflerdem wird Polier-
material zu der Polieroberflache des Polierfelds zu-
gefuhrt indem Poliermasse entlang dem Element
derart nach unten flieRt, dass die Poliermasse gleich-
maRig und dunn aufgrund von Grenzflachenkraften
zwischen der Polierflaiche des Polierfelds und dem
Element auf die Polieroberflache aufgebracht und
verteilt werden kann, selbst wenn die Poliermasse
nur eine geringe Menge hat. Demzufolge kann ein
Wafer auf der Polieroberflache poliert werden, die
konstant gleichmaRig und dunn mit frischer Polier-
masse versorgt wird. Das Polierabfallprodukt, das
beim Polieren auftritt, gelangt in die Vielzahl von mit-
einander kommunizierenden Kerben, die sich von
dem zentralen Abschnitt der Polierfeldoberflache zu
ihren Randabschnitt erstrecken, und zwar aufgrund
der relativen Bewegung zwischen dem Wafer und der
Polieroberflache, wobei aulRerdem reines Wasser
entlang den jeweiligen Kerben beim Polieren derart
zugefihrt wird, dass die Polierabfallprodukte wirk-
sam von dem Randabschnitt des Polierfelds nach au-
Ren entfernt werden kdénnen. Dies flhrt dazu, dass
eine gleichmaRige Politur vorteilhaft sichergestellt
werden kann, Kratzer aufgrund von Polierabfallpro-
dukten reduziert werden kénnen und eine kosten-
guinstige Massenproduktion durchgefihrt werden
kann deren Poliermassenverbrauch minimiert ist.

[0053] Fir ein Verfahren zum wirksamen Ausbrin-
gen von Polierabfallprodukten wurden zahlreiche
herkémmliche Verfahren vorgeschlagen. Hier sei ge-
sagt, dass dabei natrlich nicht nur der Ausstol3 von
Poliermasse sondern auch deren Zufuhr in Betracht
gezogen werden muss. Bei der Verbesserung der
Polierqualitat und der Unterdriickung von Beschadi-
gungen und Kratzern kommt es in erster Linie auf
zwei Faktoren an, namlich auf die Zufuhr von Polier-
masse zur Politur und auf die Aufbewahrung von ver-
brauchter Poliermasse zur wirksamen Ausfuhr. Aus
dem Stand der Technik ist keine Mechanik bekannt,
die auf eine Verbesserung der Ausfuhr gerichtet ist
und aullerdem frische Poliermasse nach dem Aus-
stol} zufiihrt, weshalb eine wirksame Zufuhr von Po-
liermasse nicht durchgefihrt werden kann. Dies flhrt
dazu, dass Poliermasse verschwendet wird. Zufuhr
(Abfuhr?) von viel verschwendeter Poliermasse ver-
ursacht Nachteile wie einen eventuellen hohen Anteil
von Fremdpartikeln in der Poliermasse, so dass Be-
schadigungen und Kratzer nicht wirksam vermieden
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werden. Bei der Zufuhr von Poliermasse auf die ge-
samte Oberflache des Polierfelds ohne Zufuhr Uber
die Kerben kann eine wirksame Poliermassenzufuhr
bereitgestellt werden und Poliermasse mit hoher
Qualitat mit minimalem Verbrauch zugefihrt werden.
Poliermasse, die bestandig eine Richtung flief3t, und
ohne Vermischung mit gebrauchter Poliermasse,
kann die Ausscheidung von Polierabfallprodukten in
den Kerben verbessern.

[0054] Bei der Ausfuhrung der vorliegenden Erfin-
dung mit den Merkmalen von Anspruch 5 bei der Me-
chanik zur Zufuhr von reinem Wasser entlang der je-
weiligen Kerben bei der Politur vorgesehen ist, wobei
Polierabfallprodukte von einem Zentralbereich des
Polierfelds zu seinem Randbereich bei der Rotation
des Polierfelds entfernt werden, kdnnen vorteilhaft
Polierabfallprodukte in den jeweiligen Kerben von
dem Randbereich des Polierfelds wirksam unter Aus-
nutzung der Zentrifugalkraft durch Zufuhr von reinem
Wasser entlang den jeweiligen Kerben bei der Polie-
rung und der Rotation des Polierfelds entfernt wer-
den.

[0055] Da bei der Ausfiihrung der vorliegenden Er-
findung mit den Merkmalen von Anspruch 6 die Viel-
zahl von Kerben wasserabweisend ausgebildet sind
wird vorteilhaft das Wasser, das entlang der jeweili-
gen Kerben beim Polieren zugefiihrt wird, mit den Po-
lierabfallprodukten in den Kerben entfernt und zwar
aufgrund der wasserabweisend ausgebildeten inne-
ren Oberflachen der jeweiligen Kerben.

[0056] Da bei der Ausfiihrung der vorliegenden Er-
findung mit den Merkmalen von Anspruch 7 reines
Wasser entlang den jeweiligen Kerben zugefihrt
wird, um Polierabfallprodukte von dem
Randabschnitt des Polierfelds wahrend der Rotation
des Polierfelds nach auf3en zu fiihren, und eine Me-
chanik bereitgestellt ist, die eine Polieroberflache mit
Poliermasse versorgt, und die Polierung mittels rela-
tiver Bewegung zwischen der Polieroberflache und
einem Wafer erfolgt, und eine Mechanik vorgesehen
ist, die ein Element auf einer Polierfeldoberflache be-
reitstellt, um das Element in Kontakt mit der Polierfel-
doberflache zu bringen oder in die Nahe der Polierfel-
doberflache zu bringen, und Poliermasse entlang
dem Element zur Zufuhr von Poliermasse auf die Po-
lierfeldoberflache bereitstellt, und eine Oberflache
des Polierfelds eine Vielzahl von miteinander kom-
munizierenden Kerben umfasst, die sich von einem
zentralen Abschnitt eines Oberflachenabschnitts des
Polierfelds zu seinem Randabschnitt erstreckt, und
nachdem reines Wasser entlang der jeweiligen Ker-
ben bei der Politur zugefiihrt wird, um Polierabfallpro-
dukte von dem Randabschnitt des Polierfelds nach
aulen zu entfernen, und nachdem eine Mechanik zur
Entfernung der Polierabfallprodukte vorgesehen ist,
die eine Duse zur Zufuhr von Wasser unter hohem
Druck umfasst, und wobei die Diise an einem Arm
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befestigt ist, wobei Wasser unter hohem Druck aus
der Dise von einem zentralen Abschnitt des Polier-
felds zu einem Randabschnitt des Polierfelds in Ab-
hangigkeit der Schwenckstellung des Arms zugeflhrt
wird, kdnnen die Polierabfallprodukte aus den Ker-
ben vorteilhaft und wirksam von dem Randabschnitt
nach auf3en entfernt werden.

[0057] Da bei der Ausfiihrung der vorliegenden Er-
findung mit den Merkmalen von Anspruch 8 die Me-
chanik sich von dem zentralen Abschnitt des Polier-
felds zu dem Randabschnitt in radialer Richtung er-
streckt, und gleichzeitig Poliermasse von dem zen-
tralen Abschnitt zu dem Randabschnitt aufgrund der
Rotation des Polierfelds aufgebracht wird, kann Po-
liermasse vorteilhaft zugeflihrt und Uber die gesamte
Oberflache der Polierfeldoberflache von dem zentra-
len Abschnitt der Polierfeldoberflache zu ihrem
Randabschnitt gleichmaRig und dinn aufgetragen
und verteilt werden, indem das Element zur Zufuhr
der Poliermasse auf der Polierfeldoberflache derart
ausgebildet ist, dass es sich von dem zentralen Ab-
schnitt des Polierfelds in Richtung zu dem
Randabschnitt in radialer Richtung erstreckt und
zwar naturlich unter Ausnutzung der Rotation des Po-
lierfelds.

[0058] Da bei der Ausfiihrung der vorliegenden Er-
findung nach den Merkmalen von Anspruch 9 eine
Poliervorrichtung vorgesehen ist, die Poliermasse
auf eine Polieroberflache aufbringt und eine Polie-
rung aufgrund einer relativen Bewegung zwischen
dem Polierfeld und einem Wafer durchgefiihrt wird,
kann eine vorteilhafte Politur durchgefiihrt werden,
wobei die Ausfihrung die nachfolgenden Elementen
umfasst:

eine Poliermassenzufihrmechanik, mit einem burs-
tenahnlichen oder drahtéhnlichen Element, die derart
ausgebildet ist, dass Poliermasse entlang dem Ele-
ment nach unten fliet und einer Polierfeldoberflache
zugefihrt wird;

eine Polierfeldreinigungsmechanik zum Waschen der
Polierfeldoberflache beim Polieren, wobei eine Zu-
fuhr von Poliermasse auf die Polieroberflache des
Polierfelds bereitgestellt wird, indem die Poliermasse
entlang dem Element derart nach unten flieRt, dass
selbst wenn nur eine geringe Menge Poliermasse zu-
gefuhrt wird, die Poliermasse auf der Polieroberfla-
che gleichmafig und dinn aufgrund von Oberfla-
chenspannung zwischen der Polieroberflache des
Polierfelds und dem Element bereitgestellt ist.

[0059] Demzufolge kann ein Wafer auf der konstant,
gleichmaflig und dinn mit frischer Poliermasse ver-
sorgten Polieroberflache poliert werden. Die Polier-
masse, die zur Politur beigetragen hat und Polierab-
fallprodukte gelangen in vorstehend beschriebene
Kerben des Polierfelds, und zwar aufgrund der relati-
ven Bewegung zwischen dem Wafer und der Poliero-
berflache, wobei die Polieroberflache wahrend der
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Politur von der Polierfeldreinigungsmechanik gewa-
schen wird, so dass die Poliermasse und Polierabfall-
produkte wirksam von dem Randabschnitt nach au-
Ren entfernt werden kénnen. Dies flhrt dazu, dass
eine gleichmaRige Politur bereitgestellt werden kann,
Kratzer aufgrund von Polierabfallprodukten reduziert
werden kdnnen und eine kostenglinstige Massenpro-
duktion mit einem minimalen Poliermassenverbrauch
bereitgestellt werden kann.

[0060] Da bei der Ausfiihrung der vorliegenden Er-
findung mit den Merkmalen von Anspruch 10 die Me-
chanik zum Waschen der Polierfeldoberflache beim
Polieren eine Dise zum Ausbringen von Wasser un-
ter hohem Druck umfasst, die an einem Arm befestigt
ist, so dass aus der Dise Wasser unter hohem Druck
von einem zentralen Abschnitt des Polierfelds zu ei-
nem aufleren Randabschnitt des Polierfelds strahit
und zwar in Abhangigkeit der Schwenkstellung des
Arms, kann Poliermasse, die beim Polieren verwen-
det wurde und Polierabfallprodukte, die in die Kerben
gelangt sind, vorteilhaft von dem Randabschnitt des
Polierfelds nach auften entfernt werden, wobei das
Wasser aus der Dise vorteilhaft wirksam von dem
zentralen Abschnitt der Polierfeldoberflache in Rich-
tung ihres Randabschnitts bei der Politur zugefihrt
wird, wobei der Arm, an dem die Dise befestigt ist,
vorteilhaft gedreht oder geschwenkt wird.

[0061] Da bei der Ausfiihrung der vorliegenden Er-
findung mit den Merkmalen von Anspruch 11 die Po-
liermasse mittels einer Vielzahl von drahtahnlichen
Elementen, einem plattenahnlichen Element mit Ker-
ben oder einem birstenahnlichen Element aus ei-
nem Biindel einer Vielzahl von drahtdhnlichen Ele-
menten besteht, kann die Poliermasse vorteilhaft auf
die Polieroberflache des Polierfelds entlang dem Ele-
ment nach unten flieBen und aufgrund von Kapillar-
kraften zugefuhrt werden und gleichmafig und dinn
auf der Polieroberflache verteilt werden.

[0062] Da bei der Ausfiihrung der vorliegenden Er-
findung mit den Merkmalen von Anspruch 12 das Ele-
ment zur Zufuhr der Poliermasse in radialer Richtung
des Polierfeldes derart angeordnet ist, dass es sich
von einem zentralen Abschnitt des Polierfelds in
Richtung seines Randabschnitts erstreckt, und das
Element zur Zufuhr von Poliermasse derart angeord-
net sein kann, dass es Kontakt mit der gesamten
Oberflache der Polierflache des Polierfelds hat oder
in dessen Nahe angeordnet ist kann Poliermasse
Uber die gesamte Oberflache der Polierflache des
Polierfelds gleichmaRig und diinn aufgetragen wer-
den.

[0063] Da das Element zur Zufuhr der Poliermasse
bei der vorliegenden Erfindung nach den Merkmalen
von Anspruch 13 derart ausgebildet ist, dass ein dis-
taler Randabschnitt nicht Kontakt mit den Bodenab-
schnitten der vorstehenden Kerben hat, kann vorteil-
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haft frische Poliermasse daran gehindert werden in
die jeweiligen Kerben zu gelangen, wodurch wirksam
verbrauchte Poliermasse, die bereits zur Politur bei-
getragen hat, und Polierabfallprodukte nach aul3en
beférdert werden, und aul3erdem Uberschissige Po-
liermasse, die bereits zur Politur beigetragen hat, und
Polierabfallprodukte in den Kerben auf der Poliero-
berflache des Polierfelds vermieden werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0064] Die begleitenden Zeichnungen zeigen ein
Polierverfahren und eine Poliervorrichtung nach ei-
ner Ausfiihrung der vorliegenden Erfindung.

[0065] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
einer erfindungsgemafien Poliervorrichtung;

[0066] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Darstellung
einer Ausflihrung einer Poliereinheit;

[0067] Fig. 3A, Fig. 3B und Fig. 3C zeigen Drauf-
sichten auf radiale Kerben eines Polierfelds aus line-
aren Kerbenelementen, radialen Kerben eines Po-
lierfelds aus bogenférmigen Kerbenelementen, und
gitterahnlich angeordnete Kerben eines Polierfelds;

[0068] Fig. 4 zeigt eine perspektivische Darstellung
einer Kerbenwaschduse;

[0069] Fig. 5 zeigt eine perspektivische Darstellung
einer Hochdruckwasserdiise zum Waschen von Ker-
ben mit einer Schwenkmechanik;

[0070] Fig. 6 zeigt einen seitlichen Schnitt eines
Elements zur Zufuhr von Poliermasse mit einer Po-
liermassenzufiihrleitung;

[0071] FEig. 7 zeigt eine seitliche Darstellung einer
Waschvorrichtung zum Waschen des Poliermassen-
zufihrelements;

[0072] Fig. 8 zeigt eine perspektivische Darstellung
einer Poliereinheit mit einer Vielzahl von Poliermas-
senzuflhrelementen;

[0073] Fig.9 zeigt einen Schnitt eines Poliermas-
senzufiihrelements, das bei der Politur in der Nahe
eines Polierfelds angeordnet ist;

[0074] Fig. 10 zeigt einen Schnitt eines Poliermas-
senzuflhrelements, das das bei der Politur in Kontakt
mit dem Polierfeld gebracht ist;

[0075] Fig. 11 zeigt eine seitliche Darstellung eines
Poliermassenzufihrelements, das eine Waschung
des Polierfelds durchfihrt;

[0076] Fig. 12 zeigt eine seitliche Darstellung eines
Poliermassenzufiihrelements, das eine Konditionie-
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rung des Polierfelds durchflihrt;

[0077] Fig.13A und Fig. 13B zeigen jeweils eine
graphische Darstellung von Resultaten einer bei-
spielhaften erfindungsgemafRen Polierung und eines
Vergleichsbeispiels.

Beschreibung einer vorteilhaften Ausfiihrung der vor-
liegenden Erfindung

[0078] Um die Aufgabe zu Iésen, eine gleichmaRige
Politur bereitzustellen und Poliermasse zu entfernen,
die bereits zur Politur beigetragen hat, und die Polier-
abfallprodukte entféllt, und zwar wirksam nach au-
Ren, um aullerdem Schaden aufgrund von Polierab-
fallprodukten zu vermeiden, und um den Verbrauch
von Poliermasse zu minimieren, um eine kosten-
gunstige Massenproduktion zu ermdglichen, wird er-
findungsgemaf ein Polierverfahren mit einer Poliero-
berflache bereitgestellt, bei der Poliermasse zu einer
Polieroberflache zugefihrt wird, und die Polierung
mittels relativer Bewegung zwischen der Polierober-
flache und dem Wafer durchgefiihrt wird, wobei eine
Mechanik vorgesehen ist, die ein Element an einer
Polierfeldoberflache bereitstellt, so dass das Element
in Kontakt mit der Polierfeldoberflache ist, und wobei
Poliermasse entlang dem Element zugefihrt wird,
um die Poliermasse auf die Polierfeldoberflache zu
bringen, wobei eine Oberflache des Polierfelds eine
Vielzahl von miteinander kommunizierenden Kerben
hat, die sich von einem zentralen Abschnitt eines
Oberflachenabschnitts des Polierfelds zu seinem
Randbereich erstrecken, und wobei reines Wasser
entlang der jeweiligen Kerben beim Polieren zuge-
fuhrt wird, um Polierabfallprodukte von dem Randbe-
reich des Polierfelds nach auf3en zu entfernen.

[0079] Nachfolgend wird eine vorteilhafte Ausfih-
rung der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme
auf die Zeichnungen detailliert beschrieben.

[0080] Fig.1 zeigt eine schematische Darstellung
einer Poliervorrichtung, Eig. 2 zeigt eine perspektivi-
sche Darstellung eines Poliermittels, Fig. 3A,
Fig. 3B, Fig. 3C sind jeweils Draufsichten auf radiale
Polierfeldkerben aus linearen Kerbenelementen, ra-
diale Polierfeldkerben aus bogenférmigen Kerbene-
lementen und gitterartige Polierfeldkerben, Fig. 4
zeigt eine perspektivische Darstellung einer Kerben-
waschdiise zum Waschen der Polierfeldkerben, und
Fig. 5 zeigt eine perspektivische Darstellung einer
Hochdruckwasserdiise zum Waschen einer Kerbe.

[0081] Zun&chst wird ein erfindungsgemalies Po-
lierverfahren und eine erfindungsgemaRe Poliervor-
richtung anhand einer chemisch- mechanischen Po-
liervorrichtung beschrieben.

[0082] Fig.1 zeigt eine chemisch- mechanische
Poliervorrichtung 1 mit einem Waferaufbewahrungs-
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abschnitt 2, einem Transportmittel 3, eine Vielzahl
von Poliermitteln 4, 4 und 4, die einen Polierabschnitt
bilden, Wasch- und Trockenmitteln 5, Filmdicken-
messmitteln 18 und mit einem in der Zeichnung nicht
dargestellten Vorrichtungssteuerabschnitt.

[0083] Der Waferaufbewahrungsabschnitt 2 um-
fasst Produktionswaferaufbewahrungsabschnitte 2A,
einen Dummywaferaufbewahrungsabschnitt 2B, ei-
nen ersten Monitorwaferaufbewahrungsabschnitt 2C
und einen zweiten Monitorwaferaufbewahrungsab-
schnitt 2D, wobei Wafer W in einer Kassette 6 ange-
ordnet sind und in jedem Aufbewahrungsabschnitt
angeordnet sind. Zwei Produktionswaferaufbewah-
rungsabschnitte 2A sind Seite an Seite angeordnet.
Ein unterer Abschnitt der Kassette 6 wird als erster
Monitorwaferaufbewahrungsabschnitt 2C verwendet
und ein oberer Abschnitt der Kassette 6 wird als zwei-
ter Monitorwaferaufbewahrungsabschnitt 2D verwen-
det.

[0084] Die Transportmittel 3 umfassen einen Index-
roboter 7, einen Transferroboter 8 und Transportein-
heiten 9A und 9B. Der Indexroboter 7 umfasst zwei
Arme, die geschwenkt und gebogen werden kénnen,
und ist in Richtung des Pfeiles Y in Eig. 1 bewegbar.

[0085] Der Indexroboter 7 nimmt einen zu polieren-
den Wafer W aus der Kassette 6 und transportiert
den Wafer zu einer Waferwarteposition 10 oder 11
und empfangt einen Wafer W, von den Wasch- und
Trockenmitten 5, um den Wafer in der Kassette 6 an-
zuordnen.

[0086] Der Transferroboter umfasst einen Ladearm
8A und einen Entladearm 8B, die gebogen und ge-
schwenkt werden kénnen, und ist in der Richtung des
Pfeiles X von Eig. 1 beweglich angeordnet. Der La-
dearm 8A wird zum Transport eines Wafers W vor der
Politur verwendet und empfangt den Wafer W bevor
er an einem nicht gezeigten Polierfeld poliert wird,
das an einem distalen Ende seines Ladearms ange-
ordnet ist und stellt einen Transport zu der Trans-
porteinheit 9A oder 9B bereit.

[0087] Andererseits wird der Entladearm 8B zum
Transport des polierten Wafers W verwendet und
empfangt den von einem nicht gezeigten Polierfeld
polierten Wafer W, das an einem distalen En-
dabschnitt des Entladearms 8B angeordnet ist, von
der Transporteinheit 9A oder 9B, um ihn zu dem
Wasch- und Trockenmitten 5 zu transportieren. Die
Wasch- und Trockenmittel 5 waschen den polierten
Wafer W. Die Wasch- und Trockenmittel 5 umfassen
eine Waschvorrichtung 5A und eine Trockenvorrich-
tung 5B. Das Waschmittel 5A hat drei Waschgefalle,
wobei die Waschgefalie zum Waschen im basischen
Medium, im sauren Medium und zur Reinigung ver-
wendet werden. Der von den Poliermittel 4, 4 oder 4
polierte Wafer W wird von dem Transferroboter 8 zu
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dem Wasch- und Trockenmittel 5 transportiert, und
nachdem der Wafer W im basischen Medium und im
sauren Medium gewaschen wurde und gereinigt wur-
de, was durch die Waschvorrichtung 5A der Wasch-
und Trockeneinheit 5 erfolgt wird der Wafer W in der
Trockenvorrichtung 5B getrocknet. Der getrocknete
Wafer wird von dem Indexroboter 7, der Transport-
mittel 3 aus der Trockenvorrichtung 5B genommen,
um an einer vorbestimmten Position in der Kassette
6 des Waferaufbewahrungsabschnitts 2 angeordnet
zu werden.

[0088] Die Transportmittel 9A und 9B sind jeweils in
Richtung des Pfeils Y von Fig. 1 beweglich und wer-
den zwischen den Aufnahmepositionen SA und SB
und den Abgabepositionen TA und TB bewegt und
liefern die Wafer W an die Waferhaltekdpfe 12A und
12B. Die Transportmittel 9A und 9B empfangen die
Wafer W nach der Politur an den Abgabepositionen
TA und TB und bewegen sich zu den Empfangsposi-
tionen SA und SB und liefern die Wafer W an den
Entladearm 8B des Transferroboters 8.

[0089] Die Transporteinheiten 9A und 9B haben
beide zwei voneinander unabhangige Aufnahme-
stander, wobei beide Aufnahmestander jeweils sepa-
rat fur einen Wafer W vor der Politur und nach der Po-
litur verwendet werden. Eine Entladekassette 13 ist
benachbart zu der Wasch- und Trockeneinheit 5 an-
geordnet und wird verwendet, um den Wafer W nach
der Politur temporar aufzunehmen. Beispielsweise
wird der Wafer W nach der Politur von dem Transpor-
troboter 8 transportiert, um ihn temporar in der Entla-
dekassette 13 anzuordnen wahrend die Wasch- und
Trockeneinheit 5 lauft und gesperrt ist.

[0090] Die Poliermittel 4, 4 und 4 polieren den Wafer
W und umfassen jeweils eine Walze 14A, 14B oder
14C einen Polierkopf 12A oder 126, Poliermasse, Zu-
fuhrmittel 15A, 15B oder 15C als Poliermassenzu-
fuhrmechanik und eine Tragerwascheinheit 16A oder
166. Die Tragerwascheinheiten 16A und 16B sind an
einer vorbestimmten Abgabepositionen TA und TB
der Transporteinheiten 9A und 9B angeordnet und
waschen nicht gezeigte Trager auf den Polierképfen
12A und 12B nach der Politur.

[0091] Die Walzen 14A, 146 und 14C sind jeweils
kreisférmig ausgebildet und parallel zueinander an-
geordnet. Obere Oberflachen der jeweiligen Walzen
14A, 14B und 14C sind mit Polierfeldern verbunden,
die nachfolgend beschrieben werden, und Polier-
masse wird mittels der Poliermassenzufihrmittel
15A, 15B und 15C den Polierfeldern zugefihrt.

[0092] Linke und rechte Walzen 14A und 14B der
drei Walzen 14A, 14B und 14C werden zur Politur ei-
nes ersten Films verwendet (beispielsweise ein Cu-
Film), wahrend eine zentrale Walze 14C zur Politur
eines zweiten Films verwendet wird (beispielsweise
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ein Ta- Film). Bei beiden Polierverfahren werden ver-
schiedenen Arten von Poliermasse zugefihrt, ver-
schiedene Rotationsgeschwindigkeiten der Polier-
kdpfe 12A und 126, eine verschiedene Rotationsge-
schwindigkeit der Walzen 14A, 14B und 14C, ver-
schiedene Druckkréafte der Polierképfe 12A und 12B
oder verschiedene Materialien fur die Polierfelder
verwendet.

[0093] In der Nahe der drei Walzen 14A, 148 und
14C sind jeweils Konditionierungsvorrichtungen 17A,
176 und 17C vorgesehen. Die Konditionierungsvor-
richtungen 17A, 178 und 17C haben Arme, die ge-
schwenkt werden kénnen, wobei Polierfelder auf den
Walzen 14A, 148 und 14C mittels Konditionierungse-
lementen an distalen Endabschnitten der Arme kon-
ditioniert werden.

[0094] Zwei Polierkdpfe 12A und ein Polierkopf 126
sind installiert und kénnen jeweils in Richtung des
Pfeils X von Fig. 1 bewegt werden.

[0095] Fig. 2 zeigt das Poliermittel 4 mit einem Po-
lierfeld 19, das mit einer oberen Oberflache der Wal-
ze 14A verbunden ist. Ein Rotationsschacht 20 ist mit
einem nicht gezeigten dufleren Schacht eines Motors
M an einem unteren Abschnitt der Walze 14A ange-
ordnet, und die Walze 14A dreht sich in Richtung des
Pfeiles A durch den Antrieb des Motors M.

[0096] Der Polierkopf 12A umfasst einen Flihrungs-
ring 21, einen Haltering 22 und weitere dhnliche me-
chanische Elemente an seinem unteren Abschnitt
und einen nicht gezeigten Trager zur Befestigung ei-
nes Wafers W der an dem Polierkopfes 12A angeord-
net ist. Der Polierkopf 12A wird in Richtung des Pfei-
les B von einer nicht dargestellten Mechanik bewegt
und pref3t den angeordneten und fixierten Wafer W
auf das Polierfeld 19.

[0097] Eia. 3A, Fig. 3B und Eig. 3C zeigen jeweils
Polierfeldkerben, die auf Oberflachenabschnitten des

Polierfelds 19 ausgebildet sind, und zur Entfernung
von Polierabfallprodukten mit Polierschlamm, Polier-
feldstaub und ahnliches, was bei der Politur erzeugt
wird, zusammen mit Poliermasse, die zur Politur ver-
wendet wurde. Die Polierfeldkerben kénnen radial
ausgebildet sein 23A (Fig. 3A) und eine Vielzahl von
linearen Kerbenelementen 23a umfassen und kon-
nen aullerdem radial ausgebildet sein 23B (Fig. 3B)
und eine Vielzahl von bogenférmigen Kerbenelemen-
ten 23b umfassen und kdnnen aulRerdem gitterférmig
23C (Fig. 3C) mit einer Vielzahl von linearen Kerben-
elementen 23c ausgebildet sein.

[0098] Die jeweiligen linearen Kerbenelemente 23a
der Polierfeldkerbe 23A kommunizieren miteinander
ausgehend von einem zentralen Abschnitt des Po-
lierfelds 19A und erstrecken sich zu einem
Randabschnitt 19a, die jeweiligen bogenférmigen
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Kerbenelemente 23b der Polierfeldkerbe 236 kom-
munizieren miteinander ausgehend von einem zen-
tralen Abschnitt des Polierfelds 196 und erstrecken
sich zu seinem Randabschnitt 19b, und die jeweili-
gen linearen Kerbenelemente 23c der Polierfeldker-
be 23C kommunizieren miteinander an einem Ober-
flachenabschnitt des Polierfelds 19C und erstrecken
sich zu seinem Randabschnitt 19c.

[0099] Die jeweiligen inneren Oberflachen der line-
aren Kerbenelemente 23a und 23c der bogenférmi-
gen Kerbenelemente 23b sind jeweils wasserabwei-
send ausgebildet und kénnen beispielsweise mit Tef-
lon® beschichtet sein.

[0100] Die Polierfeldkerben 23A und 23B sind je-
weils radial ausgebildet, und die Polierfeldkerbe 23C
ist gitterférmig ausgebildet, wobei die Polierfeldker-
ben 23A, 23B und 23C derart ausgebildet sind, dass
bei der Politur erzeugte Polierabfallprodukte und ver-
brauchte Poliermasse, die die Polierabfallprodukte
enthalt, in die jeweiligen linearen Kerbenelemente
23a, 23c und die jeweiligen bogenférmigen Kerbene-
lemente 23b aufgrund der relativen Bewegung zwi-
schen dem Wafer W und dem Polierfeld 19A, 19B
oder 19C effektiv eintreten.

[0101] Die Vielzahl von linearen Kerbenelemente
23a, die Vielzahl von bogenférmigen Kerbenelemen-
te 23b und die Vielzahl von linearen Kerbenelemente
23c¢c kommunizieren miteinander ausgehend von dem
zentralen Abschnitt des Oberflachenabschnitts des
Polierfelds 19A, 19B und 19C ausgehend und erstre-
cken sich jeweils zu den Randabschnitten 19a, 19b
und 19c¢ und sind aul’erdem an ihren inneren Ober-
flachen wasserabweisend ausgebildet, so dass bei
der Zufuhr von reinem Wasser oder ahnlichem ent-
lang der jeweiligen Kerbenelemente 23a, 23b und
23c wahrend der Politur, bei der die Polierfelder 19A,
19B und 19C rotieren, Polierabfallprodukte in den
Kerbenelementen 23a, 23b und 23c und Polier-
schlamm mit Polierabfallprodukten wirksam aus den
Randabschnitten 19a, 19b und 19c der Polierfelder
19A, 19B und 19C nach auf3en entfernt wird.

[0102] Fig. 4 zeigt eine Kerbenwaschdiise 24 zur
Zufuhr von reinem Wasser entlang der jeweiligen
Kerbenelemente 23a (23b oder 23¢) wahrend einer
Politur, wenn Polierabfallprodukte zusammen mit Po-
lierschlamm aus den jeweiligen Kerbenelementen
23a entfernt wird, wobei die Kerbenwaschdise 24
geeignet oberhalb des Polierfelds 19A (19B oder
19C) angeordnet ist. Von der Kerbenwaschduse 24
wird reines Wasser unter hohem Druck derart ausge-
strahlt, dass die Polierabfallprodukte zusammen mit
verbrauchtem Polierschlamm von einem
Randabschnitt 19a des Polierfelds 19A wirksam
nach auf3en entfernt wird.

[0103] Fig.5 zeigt eine Hochdruckwasserdise 25
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zum Waschen einer Kerbe zur Entfernung von Polier-
abfallprodukten zusammen mit verbrauchtem Polier-
schlamm aus den jeweiligen Kerbenelementen 23a
und zur wirksamen weiteren Entfernung aus dem Po-
lierfeld 19A. Die Hochdruckwasserdiise 25 zum Wa-
schen der Kerben ist derart ausgebildet, dass eine
Hauptdiseneinheit 25a, die Wasser mit hohem Druck
erzeugt, an einem Arm 25b angeordnet ist und Was-
ser unter hohem Druck aus der Hauptdiseneinheit
25 strahlt, wobei das Wasser von dem zentralen Ab-
schnitt des Polierfelds 19A zu dem Handabschnitt
19b wirkt, und zwar in Abhangigkeit der Schwenkstel-
lung des Arms 25b.

[0104] Fig. 6 zeigt, das Poliermassenzufiihrmittel
15A mit einem Poliermassenzufiihrelement 15a, das
derart vorgesehen ist, dass es mit einem Schlitz 26a
Kontakt hat, der an einer seitlichen Flache der Polier-
massenzufihrleitung 26 horizontal angeordnet ist.
Das Poliermassenzufiihrelement 15a ist ausgehend
von einem zentralen Abschnitt des Polierfelds in radi-
aler Richtung des Polierfelds 19 angeordnet und er-
streckt sich bis zu seinem Randabschnitt.

[0105] Das Poliermassenzufiihrmittel 15A kann in
Richtung des Pfeils C (erweitert) bewegt werden oder
in einer Richtung des Pfeils D bewegt werden, und
zwar von einer nicht gezeigten Bewegungsmechanik
und ein Neigungssensor 27, der das Niveau der Po-
liermassenzufiihrleitung 26 mifdt, ist an einem En-
dabschnitt der Poliermassenzufihrleitung 26 vorge-
sehen.

[0106] Die Poliermassenzufihrleitung 26 umfasst
ein réhrenférmiges Teil an dessen einer seitlichen
Oberflache ein Schlitz 26a parallel zu dem Polierfeld
19 ausgebildet ist und dessen eines Ende abgedich-
tet ist, wobei die Poliermassenzufiihrleitung 26 aus
einem nicht dargestellten Poliermassentank mittels
einer nicht dargestellten Pumpe an ihrem anderen
Ende mit Poliermasse S versorgt wird.

[0107] FEig. 6 zeigt die Poliermasse S, die in der Po-
liermassenzufihrleitung 26 aufbewahrt wird. Wenn
die Poliermasse S einen vorbestimmten Betrag Gber-
steigt, flie3t sie aus dem Schlitz 26a und iber das Po-
liermassenzufiihrelement 15a nach unten und wird
der Polieroberflache des Polierfelds 19 zugefiihrt.

[0108] Das Poliermassenzufihrelement 15a um-
fasst eine Vielzahl von drahtahnlichen Elementen,
ein plattenahnliches Element, dessen Oberflache
Kerben umfasst, ein plattenahnliches und blrsten-
ahnliches Element aus einem Bindel drahtahnlicher
Elemente oder ein borstenahnliches Element.

[0109] Das Poliermassenzufiihrelement 15a wird
derart in der Nahe der Polieroberflache des Polier-
felds 19 mit einer Distanz angeordnet, dass sich an
dem distalen Ende des Poliermassenzufiihrelements
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15a kein Poliermassentropfen S bildet, oder das Po-
liermassenzufiihrelement 15a wird in Kontakt mit der
Polieroberflache des Polierfelds 19 gebracht, wobei
jedoch das Poliermassenzufiihrelement 15a derart
angeordnet ist, dass sein distaler Endabschnitt kei-
nen Kontakt mit den Bodenabschnitten der jeweiligen
Kerbenelemente 23a, 23b und 23c¢ hat. Diese Anord-
nung verhindert, dass frische Poliermasse S in die je-
weiligen Kerbenelemente 23a, 23b und 23c¢ gelangt,
die dazu dienen Polierabfallprodukte zusammen mit
verbrauchter Poliermasse von dem Polierfeld 19
nach aufden zu befordern.

[0110] Die Entfernung, in der das Poliermassenzu-
fuhrelement 15a derart in der Nahe des Polierfelds 19
angeordnet ist, dass kein Tropfen an seinem distalen
Ende gebildet wird kann wie folgt berechnet werden.
Beispielsweise kann angenommen werden, dass ein
Wassertropfen aus einer Leitung mit kreisférmigem
Querschnitt mit einem aulReren Durchmesser von 5
mm tropft. Die Oberflachenspannung von Wasser be-
tragt 72.8 mN/m bei einer Temperatur von 20 °C. Bei
dem auferen Durchmesser von 5 mm betragt der au-
Rere Umfang ungefahr 15.7 mm. Da die Oberflachen-
spannung von 72.8 mN/m Uber eine Lange von 15.7
mm wirkt erreicht die Belastung eines Wassertrop-
fens gegen die Schwerkraft 1.14 mN. Da die Gravita-
tionsbeschleunigung 9.8 m/s? betragt hat ein Wasser-
tropfen eine Gewicht von 0.117 g. Da dieser Wert ei-
nem Volumen von 117 mm?® entspricht hat ein Was-
sertropfen einen Radius von ungefahr 3 mm. Demzu-
folge hat ein dulRerer Durchmesser eines Wasser-
tropfens, der aus einer Leitung mit kreisformigen
Querschnitt mit einem auleren Durchmesser von 5
mm. tropft 6 mm.

[0111] Bei einem Abstand von einer unteren Ober-
flache der Leitung mit einem Durchmesser von 5 mm.
zu einer unteren Oberflache eines Tropfens hat ein
Radius des Tropfens ungeféahr 3 bis 4 mm. Demzufol-
ge wird erfindungsgemaf im Fall von Wasser das dis-
tale Ende des Poliermassenzufiihrelements mit einer
Distanz von ungefahr 3mm bis 4mm von dem Polier-
feld 19 angeordnet. Auf dhnliche Weise kann eine
Distanz flr Poliermasse unter Berlcksichtigung de-
ren Oberflachenspannung aus dem Radius eines
Tropfens errechnet werden.

[0112] Das Poliermassenzufihrelement 15a wird
wie vorstehen angegeben an dem Polierfeld 19 ange-
ordnet und Poliermasse S wird von der Poliermas-
senzufuhrleitung 26 am oberen Abschnitt des Polier-
massenzufihrelements 15a zugefuhrt und flief3t
dann entlang dem Poliermassenzufuhrelement 15a
gleichmafig aufgrund von Kapillarkraft der Grenzfla-
chenspannung zwischen der Vielzahl der drahtahnli-
chen Elementen, dem plattenahnlichen Element oder
dem burstenahnlichen Element und der Flissigkeit
nach unten. Selbst wenn nur ein geringer Betrag Po-
liermasse S nach unten fliel3t verteilt sie sich auf-
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grund der Grenzflachenspannung zwischen der Po-
lierflache des Polierfelds 19 und dem Poliermassen-
zufthrelement 15a gleichmafRig auf dem Polierfeld
19, wobei sie sich aufgrund der Rotation des Polier-
felds 19 und der Verschiebung des Poliermassenzu-
fuhrelements 15a gleichmaRig Uber die Polierflache
des Polierfelds 19 verteilt.

[0113] Da der Abstand zwischen dem distalen Ende
des Poliermassenzufiihrelements 15a und dem Bo-
den der jeweiligen Kerbenelemente 23a, 23b oder
23c des Polierfelds 19 groRer ist als die Grofde eines
Tropfens der sich aus der Poliermasse S aufgrund
der Oberflachenspannung bildet, wird keine Polier-
masse S zu den Bddenabschnitten der jeweiligen
Kerbenelemente 23a, 23b, 23c direkt zugefiihrt, so
dass die Poliermasse S nur auf die Polierflache des
Polierfelds 19 gelangt.

[0114] Das plattenahnliche Element oder das birs-
tendhnliche Element, das als Poliermassenzufihre-
lement 15a verwendet wird, ist aus einem Kunststoff
hergestellt, wie beispielsweise aus einem Polymer
wie Polyamid, Polyethylen, Polyacetal oder Polyester
und ist elastisch. Daher biegt sich das Poliermassen-
zufiihrelement 15a, das in Kontakt mit dem Polierfeld
19 gebracht wurde, aufgrund der Kontaktkraft des
Polierfelds 19 und driickt auf die Oberflache des Po-
lierfelds 19.

[0115] Eiq. 7 zeigt eine weitere Vorrichtung 28 zum
Waschen von Poliermasse S auf dem Poliermassen-
zufihrelement 15a nach dem Polieren, das in der
Nahe der Poliermassenzufihrmittel 15A angeordnet
ist. Die Waschvorrichtung 28 strahlt reines Wasser
aus einer Dlse 28a auf das Poliermassenzuflihrele-
ment 15a und zwar mit einem hohen Druck wahrend
es sich in die Richtung des Pfeiles G bewegt. Auf die-
se Weise wird Poliermasse S, die nach dem Polieren
auf dem Poliermassenzufiihrelement 15a verbleibt,
von dem Poliermassenzufiihrelement 15a entfernt
und kann nicht trocknen und auch nicht auf dem Po-
liermassenzufiihrelement 15a haften bleiben.

[0116] Da die Poliermittel 4 wie vorstehend ausge-
bildet und angeordnet sind und ein von dem Polier-
kopf 12A gehaltener Wafer W auf das Polierfeld 19
auf der Walze 14A gedriickt wird, wird der Wafer W
chemisch und mechanisch poliert indem wahrend der
Rotation der Walze 14A von den Poliermassenzu-
fuhrmitteln 15A dem Polierfeld 19 Poliermasse S zu-
gefuhrt wird, wobei auch der Polierkopf 12A rotiert.
Der Polierkopf 12B, die Walzen 14B und 14C, und
die Poliermassenzufihrmittel 15B und 15C auf der
anderen Seite sind ahnlich ausgebildet und angeord-
net.

[0117] Im Ubrigen sind bei dem Poliermassenzu-
fuhrmittel eine Vielzahl Satze einer Poliermassenzu-
fuhrleitung 26 und eines Poliermassenzufihrele-
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ments 15d parallel zu einander angeordnet wie die
Poliermassenzufiihrmittel 15D von Fig. 8. Da die
Vielzahl angeordneter Poliermassenzufiihrelemente
15d und 15d Poliermasse S zuflihren wahrend sie
sich einzeln in die Richtungen des Pfeils C und des
Pfeils D und in die Richtungen des Pfeils E und des
Pfeils F bewegen, wird ein Bereich, auf den Polier-
masse S zugefiihrt wird, erhéht, so dass es, moglich
ist Poliermasse S gleichmaRig und sicher Uber die
gesamte Polieroberflache des Polierfelds 19 zu ver-
teilen.

[0118] Das Poliermassenzufiihrelement ist nicht be-
schrankt auf die Vielzahl von drahtahnlichen Elemen-
ten, das plattenahnliche Element mit Kerben oder
das burstendhnliche Element aus drahtdhnlichen
Elementen und das Element aus einem Blindel von
feinen drahtahnlichen oder réhrenférmigen Elemen-
ten, wobei ein akordeonahnliches Element aus ei-
nem gefalteten diinnen plattendhnlichen Element als
Poliermassenzufiihrelement auf geeignete Weise
verwendet werden kann.

[0119] Nachfolgend wird ein Polierverfahren eines
Wafers unter Verwendung der vorstehend beschrie-
benen chemisch- mechanischen Vorrichtung be-
schrieben. Fig. 9 und FEig. 10 zeigen jeweils einen
schematischen Schnitt des distalen Endabschnitts
des Poliermassenzufiihrelements 15a beim Polieren.

[0120] Zu Beginn des Poliervorgangs wird ein Wafer
W an den Polierkopf 12A von Eig. 2 gesaugt und fi-
xiert und auf das Polierfeld 19 gedriickt, das sich in
Richtung des Pfeils A dreht, wobei sich der Polierkopf
12A in Richtung des Pfeiles B bewegt.

[0121] Das Poliermassenzufiihrmittel 15A wird in
die Richtung des Pfeiles D bewegt, wobei das distale
Ende des Poliermassenzufiihrelements 15a in die
Nahe des Polierfelds 19 kommt oder mit dem Polier-
feld 19 in Kontakt kommt. Poliermasse S wird von der
Poliermassenzufihrleitung 26 eingespeist, die paral-
lel zu dem Polierfeld 19 angeordnet ist, was von dem
Neigungssensor 27 detektiert wird, so dass die Po-
liermasse S von dem Schlitz 26a an dem oberen Ab-
schnitt des Poliermassenzufiihrelements 15 gleich-
maRig zugefihrt wird. Die Poliermasse S, die dem
oberen Abschnitt des Poliermassenzufiihrelements
15a zugefuhrt wird, flie3t gleichmaRig entlang dem
Poliermassenzuflihrelement 15a nach unten.

[0122] Wenn zu diesem Zeitpunkt wie in Fig. 9 dar-
gestellt der distale Endabschnitt des Poliermassen-
zufiihrelements 15a mit einer Distanz d in der Nahe
des Polierfelds 19 angeordnet ist, so dass sich auf-
grund der Oberflachenspannung der Poliermasse S
kein Tropfen bildet, wird die Poliermasse S, die ent-
lang dem Poliermassenzufiihrelement 15a nach un-
ten flieR3t, auf die Polieroberflache des Polierfelds 19
gleichmafig und dinn zugefuhrt und verteilt, und
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zwar aufgrund der Grenzflachenspannung zwischen
dem Polierfeld 19 und dem Poliermassenzufiihrele-
ment 15a, wobei kein Tropfen erzeugt wird.

[0123] Wenn wie die in Fig. 10 dargestellt der dista-
le Endabschnitt des Poliermassenzufiihrelements
15a in Kontakt mit der Polieroberflache 19 kommt
flieRt die Poliermasse S nach unten auf das Polierfeld
19 und wird auf der Polieroberflache des Polierfelds
19 gleichmafig und dinn verteilt, und zwar aufgrund
der Grenzflachenspannung zwischen dem Polierfeld
19 und dem Poliermassenzufiihrelement 15a.

[0124] In diesem Zustand wird das Poliermassenzu-
fuhrmittel 15A in die Richtung des Pfeiles C von
Fig. 2 bewegt, so dass die Poliermasse S aufgrund
der Rotation des Polierfelds 19 auf die gesamte Fla-
che der Polieroberflache des Polierfelds 19 gleich-
maRig und dinn verteilt wird. Selbst wenn daher die
Poliermasse S nur in einem geringen Betrag zuge-
fuhrt wird, wird die Poliermasse S dennoch gleichma-
Rig und dinn auf der Polieroberflache des Polierfelds
19 verteilt.

[0125] Auf diese Weise wird bestandig frische Po-
liermasse S Uber das Poliermassenzufuhrelement
15a auf die Polieroberflache des Polierfelds 19 ver-
teilt. Ein Wafer W wird chemisch und mechanisch auf
der Polieroberflache des Polierfelds 19 poliert, indem
besténdig frische Poliermasse S gleichmafig und
dinn zugefihrt wird, und zwar aufgrund der jeweili-
gen Rotation des Wafers W und des Polierfelds 19.
Polierabfallprodukte mit Polierschlamm und Polier-
staub oder ahnlichen Erzeugnissen bei der Polierung
tropfen zusammen mit verbrauchter Poliermasse, die
bereits zu der Polierung beigetragen hat, in die jewei-
ligen Kerbenelemente 23a, 23b und 23c¢ und zwar
aufgrund der relativen Bewegung zwischen dem Wa-
fer W und dem Polierfeld 19.

[0126] Da auRerdem das Poliermassenzufiihrele-
ment 15a elastisch ist werden Polierriickstande wir
Staub, Abrieb, oder Polierschlamm von der Oberfla-
che des Polierfelds 19 entfernt indem eine Kontakit-
kraft des Poliermassenzufiihrelements 15a einge-
stellt wird, wobei die Polieroberflache des Polierfelds
19 geblrstet wird.

[0127] Das Ergebnis ist eine Hochprazisionspolie-
rung eines Wafers W mit geringen Kosten unter Ver-
meidung von Kratzern auf der Oberflache des polier-
ten Wafers W. Der Polierkopf 12B, die Walzen 14B
und 14C und die Poliermassenzufiuhrmittel 15B und
15C auf der anderen Seite werden ahnlich betrieben.

[0128] Fig. 11 zeigt Poliermasse S, die derart ge-
fuhrt wird, dass sie von einer Poliermassenzufiihr-
mundung 26B der Poliermassenzufiihrleitung 26A
nur an der oberen Oberflache des Poliermassenzu-
fuihrelements 15a nach unten fliet, um die Polier-
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masse S auf dem Polierfeld 19 zu verteilen, wobei
Polierriickstande CO von einer unteren Oberflachen-
seite des Poliermassenzufiihrelements 15a entfernt
werden, wodurch frische Poliermasse S gleichmaRig
auf die Oberflache des Polierfelds 19 aufgetragen
wird, die gleichzeitig von dem Poliermassenzufuhre-
lement 15a gereinigt wird.

[0129] Fig.12 zeigt einen Polierfeldkonditionierer
29 zur Konditionierung des Polierfelds 19, der an ei-
nem distalen Endabschnitt des Poliermassenzu-
fuhrelements 15a angeordnet ist, wobei das Polier-
feld 19 konditioniert wird und frische Poliermasse S
nur der oberen Oberflache des Poliermassenzu-
fuhrelements 15a zugefihrt wird, und zwar von der
Poliermassenmiindung 26B der Poliermassenzu-
fuhrleitung 26A, wobei von dem Poliermassenzu-
fuhrelement 15a frische Poliermasse S gleichmalig
auf eine frische Flache konditionierten Polierfelds 19
zugefuhrt wird.

[0130] Auf diese Weise wird gleichzeitig Poliermas-
se S zugefihrt, das Polierfeld 19 gereinigt und kondi-
tioniert, wobei die Polierung immer mit einer frischen
Flache des konditionierten Polierfelds 19 durchge-
fuhrt wird ohne dass Polierabfallprodukte in die Po-
liermasse S geraten, so dass sich der Durchsatz er-
héht und eine Hochprazisionspolierung moglich ist,
ohne dass Kratzer oder ahnliches auf einer Flache
des Wafers W erzeugt werden. Wenn im Ubrigen der
Polierfeldkonditionierer 29 an dem distalen En-
dabschnitt des Poliermassenzufuhrelements 15a
vorgesehen ist, dann kann auf die Konditionierungs-
vorrichtungen 17A, 17B und 17C von Eig. 1 verzich-
tet werden.

[0131] Wenn wahrend der Polierung reines Wasser
aus der Kerbenwaschdiise 24 oder der Hochdruck-
wasserkerbenwaschdiise 25 entlang den jeweiligen
Kerbenelementen 23a, 23b und 23c wahrend einer
Polierung bei der das Polierfeld 19 rotiert gestrahit
wird, und da die jeweiligen Kerbenelementen 23a,
23b und 23c von einem zentralen Abschnitt oder
Oberflachenabschnitt des Polierfelds 19 ausgehend
miteinander kommunizieren und sich zu dem
Randabschnitt des Polierfelds 19 erstrecken, und da
die inneren Oberflachen der jeweiligen Kerbenele-
mente 23a, 23b und 23¢c wasserabweisend ausgebil-
det sind, werden Polierabfallprodukte aus den Ker-
benelementen 23a, 23b und 32¢ zusammen mit ver-
brauchter Poliermasse, die zur Polierung beigetra-
gen hat wirksam von dem Randabschnitt des Polier-
felds 19 nach aufen entfernt.

[0132] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf die
Fig. 13A und Fig. 13B ein Polierresultat (Fig. 13A)
des Wafers W nach dem erfindungsgemafen Polier-
verfahren und ein Polierresultat (Fig. 13B) eines Wa-
fers W nach einem herkémmlichen Waferpolierver-
fahren als herkédmmliches Vergleichsbeispiel be-
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schrieben.

[0133] Eine fir Massenproduktion geeignete CMP
Vorrichtung (Bezeichnung: chaMP322) von TOKYO
SEIMITSU CO., LTD. wurde als Poliervorrichtung
verwendet. Die Polierung wurde mit den folgenden
Parametern durchgefiihrt:

Waferdruck: 3psi

Retainerdruck: 1psi

Rotationsgeschwindigkeit des Polierfelds: 80 rpm
Rotationsgeschwindigkeit des Tragers: 80 rpm
Poliermassenzufihrrate: 100 ml/min

Polierfeld: IC1400-Pad D30.3 (hergestellt von NITTA
HAAS INCORPORATED)

Polierzeit: 60 sek.

Luftstromrate: 49 L/min

Poliermassen: gedampfte (fumed) Siliziumpoliermas-
se: SS25 (1:1 Wasserlosung) (hergestellt von CA-
BOT CORPORATION)

Wafer: 12-inch Wafer mit Oxidfilm (PETOS in Si)
Konditionierungsverfahren: In-situ Konditionierung
Konditionierungskraft: 4kgf (4-inch Konditionierer,
hergestellt von Mitsubishi Material Corporation)
Konditionierungsschwingfrequenz: 1 mal/10 sek
Rotationsgeschwindigkeit des Konditionierers: 88
rpm

[0134] Als herkémmliches Poliermassenzufihrmit-
tel wurde oberhalb des Polierfelds PFA-Leiter ange-
ordnet. Der PFA-Leiter hat einen Durchmesser von 6
mm und tropft Poliermasse an einer vom Zentrum
des Polierfelds 50 mm beabstandeten Position.

[0135] Bei dem erfindungsgemafien Poliermassen-
zufiihrmittel wird ein Poliermassenzufiihrelement in
Kontakt mit dem Polierfeld im Bereich eines Ab-
schnitts gebracht, der vom Zentrum des Polierfelds
90 mm bis 330 mm beabstandet ist. Das Poliermas-
senzuflhrelement ist aus Nylonfasern mit einem
Durchmesser von 0.1 mm bis 0.2 mm hergestellt und
ist derart ausgebildet, dass ungefahr 1000 bis 2000
Nylonfasern in Langsrichtung (radiale Richtung) des
Polierfelds einer Poliermassenzufihrleitung ange-
ordnet sind.

[0136] Nachdem das Polierfeld mit einer Walze ver-
bunden wurde, wurde es 30 Min. lang unter Zusatz
von reinem Wasser konditioniert und 25 Wafer wur-
den bei einer Poliermassenzufihrrate von 300
ml/min poliert, wobei die Poliermassenzufuhrposition
90 mm vom Zentrum des Polierfelds beabstandet war
und zwar unter den vorstehend genannten Bedingun-
gen mit der herkdbmmlichen Konfiguration. Nach dem
Polieren wurde Uberprift, ob oder nicht die Polierrate
2800 Amin oder mehr betrug, was eine vorbestimmte
Polierrate ist, und ein Zustand des Polierfelds wurde
eingestellt.

[0137] In diesem Zustand wird die Polierung von
Wafern nach dem herkommlichen Verfahren und
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nach dem erfindungsgemafRen Verfahren durchge-
fuhrt. Da die jeweiligen Polierungen aufeinanderfol-
gend nach Austausch der Poliermassenzufihrmittel
durchgefiihrt wurden war der Zustand der Polierfel-
der und des Drucks auf die Wafer identisch, und das
herkémmliche Verfahren und das erfindungsgemalfie
Verfahren unterschieden sich lediglich in den Polier-
massenzufihrmitteln.

[0138] Das Polierresultat des herkdmmlichen Ver-
fahrens ist in Fig. 13B dargestellt, wobei da die Zu-
fuhr der Poliermasse lediglich an einem von dem Po-
lierfeldzentrum um 50 mm beabstandeten Punkt zu-
geflhrt wurde, sich ein geringer Betrag der Polier-
masse von beispielsweise 100 ml/min nicht tber die
vollstandige Oberflache des Wafers verteilte. Das
kommt daher, dass die Poliermasse der Polierfeldo-
berflache Uber Kerben zugeflihrt wurde, wobei je-
doch da die Poliermasse nicht hinreichend in den
Kerben ist, da sie aus den Kerben austritt, gelangt
Poliermasse, die unter Druck in die Kerben gelangte,
nicht an die Polierfeldoberflache. Aus diesem Grund
tritt insgesamt ein Mangel an Polierfeldmasse auf, so
dass die Polierrate lediglich 1794 Amin betragt. Die
Polierung wird im Zentrum langsam, wobei die Rate
im zentralen Abschnitt des Wafers gering ist und die
Ebenheit in der Ebene der Polierung auf 7.6 % sinkt.

[0139] Auf der anderen Seite zeigt Eig. 13A, das
Resultat der Polierung eines Wafers nach dem Ver-
fahren der vorliegenden Erfindung mit einer sehr ho-
hen Polierrate von 2897 A/min und eine Ebenheit in
der Ebene der Polierung von exzellenten 2.9 %. Das
kommt daher, dass Poliermasse auf dem Poliermas-
senzufuhrelement nach unten fliet und selektiv le-
diglich dem Oberflachenabschnitt des Polierfelds zu-
gefuhrt wird anstatt den Kerben, die auf dem Polier-
feld ausgebildet sind, wobei fast die gesamte zuge-
fuhrte Poliermasse zu der Polierung beitragt.

[0140] Wie vorstehend gesagt ist es mit der vorlie-
genden Erfindung maéglich selbst ein extrem kleinen
Betrag Poliermasse gleichmaRig einem Polierfeld zu-
zuflihren und auRerdem die Polierrate hoch zu hal-
ten. Die vorliegende Erfindung ist auRerdem wirksam
zur Erzielung einer gleichmafligen Polierebene. Da-
her ist die vorliegende Erfindung fur eine Polierung
mit minimalem Poliermassenverbrauch und dement-
sprechend geringen Kosten geeignet, was insbeson-
dere flr Massenproduktion vorteilhaft ist.

[0141] Wie vorstehend gesagt kann bei dem erfin-
dungsgemalen Verfahren und der erfindungsgema-
Ren Vorrichtung Polierabfallprodukte, die beim Polie-
ren erzeugt wurden zusammen mit verbrauchter Po-
liermasse in die jeweiligen Kerbenelemente 23a, 23b
und 23c effektiv tropfen und zwar aufgrund der relati-
ven Bewegung von Wafer W und Polierfeld 19, die
sich jeweils beide drehen.
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[0142] Da die Vielzahl von Kerbenelemente 23a,
23b und 23c zum Ausbringen der Polierabfallproduk-
te zusammen mit verbrauchter Poliermasse, die zum
Polieren beigetragen hat, ausgehend von dem Ober-
flachenabschnitt des Polierfelds 19 miteinander kom-
munizieren und sich bis zu seinem Randabschnitt er-
strecken, und die inneren Flachen der Kerben was-
serabweisend ausgebildet sind, werden Polierabfall-
produkte in den Kerbenelementen 23a, 23b und 23¢
zusammen mit der Poliermasse, die bereits zum Po-
lieren beigetragen hat, von dem Randabschnitt wirk-
sam nach aulden befordert, indem mittels der Kerben-
waschdlse 24 oder der Hochdruckwasserdiise 25
entlang derjeweiligen Kerbenelemente 23a, 23b und
23c reines Wasser gestrahlt wird, wahrend sich das
Polierfeld 19 beim Polieren dreht.

[0143] Die Zufuhr von Poliermasse auf die Poliero-
berflache des Polierfelds 19 wird durchgefuhrt indem
die Poliermasse entlang dem Poliermassenzufiihre-
lement 15a nach unten fliel3t, so dass selbst ein klei-
ner Betrag Poliermasse gleichmaflig und dinn auf
der Polieroberflache verteilt werden kann, und zwar
aufgrund von Grenzflachenspannung zwischen der
Polieroberflache des Polierfelds 19 und dem Polier-
massenzufihrelement 15a.

[0144] Auf der Polieroberflache, die bestandig mit
frischer Poliermasse gleichmaflig und diinn versorgt,
wird kénnen Wafer W chemisch und mechanisch po-
liert werden. Dies fihrt dazu, dass eine gleichmaRige
Polierung eines Wafers W sichergestellt ist und Krat-
zer aufgrund von Polierabfallprodukten reduziert wer-
den kénnen, womit eine Kostenreduktion insbeson-
dere bei Massenproduktion verbunden ist, nachdem
der Poliermassenverbrauch minimiert ist.

[0145] Da das distale Ende des Poliermassenzu-
fuhrelements 15a keinen Kontakt mit den Bodenab-
schnitten der jeweiligen Kerbenelemente 23a, 23b
und 23c¢ hat, gelangt keine frische Poliermasse in die
jeweiligen Kerbenelemente 23a, 23b und 23c, wes-
halb Polierabfallprodukte von den Kerben auch nicht
an die Polieroberflache gelangen kénnen.

[0146] Die vorliegende Erfindung kann ubrigens auf
zahlreiche Weise abgewandelt werden ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen,
wobei derartige Abwandlungen selbstverstandlich
von der vorliegenden Erfindung erfasst werden.

Gewerbliche Anwendbarkeit

[0147] Wie vorstehend beschrieben kann das erfin-
dungsgemale Polierverfahren und die erfindungsge-
mafe Poliervorrichtung insbesondere auf ein Polier-
verfahren und eine Poliervorrichtung fur einen Wafer
angewendet werden, wobei eine gleichmalige Polie-
rung eines Wafer mittels chemisch- mechanische Po-
lierung sichergestellt ist und wobei Polierabfallpro-
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dukte wirksam von einem Polierfeld nach aufen be-
fordert werden, wodurch Kratzer aufgrund von Polier-
abfallprodukte reduziert werden, und wobei aul3er-
dem der Poliermassenverbrauch weitestgehend mi-
nimiert wird, was insbesondere flir eine Massenpro-
duktion von Wafern vorteilhaft ist.

Patentanspriiche

1. Polierverfahren, bei dem eine Polieroberflache
mit Poliermasse versorgt wird und die Polierung mit-
tels relativer Bewegung zwischen der Polieroberfla-
che und einem Wafer durchgefihrt wird, wobei eine
Mechanik ein Element an einer Polierflachenoberfla-
che bereitstellt, wobei das Element in Kontakt mit der
Polierflachenoberflache gebracht wird oder das Ele-
ment der Nahe der Polierflachenoberflache angeord-
net wird, und Poliermasse entlang dem Element zu-
gefuhrt wird, um die Poliermasse auf die Polierfeldo-
berflache aufzubringen, wobei eine Oberflache des
Polierfelds eine Vielzahl von Kerben hat, die von ei-
nem zentralen Abschnitt eines Oberflachenab-
schnitts des Polierfelds ausgehend miteinander kom-
munizieren und sich bis zu einem Rangabschnitt des
Polierfelds erstrecken, und wobei Poliermasse zuge-
fuhrt wird wahrend die Poliermasse auf der Polierfel-
doberflache angewendet wird, und wobei verbrauch-
te Poliermasse, die zur Polierung beigetragen hat zur
Entsorgung in die Kerben des Polierfelds tropft.

2. Polierverfahren nach Anspruch 1, wobei das
Element, das an der Polierfeldoberflache angeordnet
wird, eine Vielzahl von drahtahnlichen Elementen
umfasst oder ein burstenahnliches Element umfasst
oder ein borstenahnliches Element umfasst.

3. Polierverfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei
die Vielzahl von Kerben radial oder gitterartig ausge-
bildet sind und lineare Elemente oder bogenférmige
Elemente umfassen.

4. Polierverfahren, bei dem eine Polieroberflache
mit Poliermasse versorgt wird und eine Polierung mit-
tels relativer Bewegung zwischen der Polieroberfla-
che und einem Wafer durchgefihrt wird, wobei eine
Mechanik ein Element an einer Polieroberflache be-
reitstellt, so dass das Element in Kontakt mit Poliero-
berflache ist oder das Element in der Nahe der Po-
lieroberflache angeordnet ist und Poliermasse ent-
lang dem Element zugefuhrt wird, um die Poliermas-
se der Polierfeldoberflache zuzufiihren, wobei eine
Oberflache des Polierfelds, die zur Polierung verwen-
det wird, eine Vielzahl von Kerben hat, die von einem
zentralen Abschnitt eines Oberflachenabschnitts der
Polieroberflache ausgehend miteinander kommuni-
zieren und sich bis zu einem Randabschnitt der Po-
lieroberflache erstrecken, wobei wahrend der Polie-
rung reines Wasser entlang der jeweiligen Kerben
zugefihrt wird, um Polierabfallprodukte von dem
Randbereich des Polierfelds nach aullen zu befor-
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dern.

5. Polierverfahren nach Anspruch 4 mit einer Me-
chanik zur Zufuhr von reinem Wasser entlang den
Kerben beim Polieren und zum Entfernen von Polier-
abfallprodukten von einem zentralen Abschnitt des
Polierfelds zu einem Randabschnitt des Polierfelds
wahrend der Rotation des Polierfelds.

6. Polierverfahren nach Anspruch 1, 2, 3, 4 oder
5, wobei das innere der Vielzahl von Kerben wasser-
abweisend ausgebildet ist.

7. Polierverfahren nach einem der Anspriiche 4
bis 6, wobei:
reines Wasser wird entlang der Kerben zur Entfer-
nung von Polierabfallprodukten aus dem Randbe-
reich des Polierfelds nach auften bei der Rotation des
Polierfelds zugefihrt, und dabei aulRerdem eine Me-
chanik zur Zufuhr von Poliermasse zu der Polierober-
flaiche bereitgestellt wird und die Polierung wird
durchgefuhrt mittels der relativen Bewegung zwi-
schen der Polieroberflache und dem Wafer, und wo-
bei eine Mechanik ein Element an einer Polierfeldo-
berflache bereitstellt, und das Element in Kontakt mit
der Polierfeldoberflache bringt oder in die Nahe der
Polierfeldoberflache bringt, und Poliermasse entlang
dem Element zugefihrt wird, um die Poliermasse der
Polierfeldoberflache zuzufihren, wobei eine Oberfla-
che des Polierfelds, die zur Polierung verwendet
wird, eine Vielzahl von Kerben hat, die ausgehend
von einem zentralen Abschnitt des Oberflachenab-
schnitts des Polierfelds miteinander kommunizieren
und sich bis zu einem Randabschnitt des Polierfelds
erstrecken und wobei reines Wasser entlang den je-
weiligen Kerben wahrend des Polierens zugefihrt
wird, um Polierabfallprodukte von dem Randbereich
des Polierfelds nach auften zu entfernen, und wobei
eine Mechanik zur Entfernung der Polierabfallpro-
dukte bereitgestellt ist, die eine Dise zum Ausbrin-
gen von Wasser unter hohem Druck umfasst, und die
Duse an einem Arm befestigt ist, wobei Wasser unter
hohem Druck von der Dise ausgestof3en wird, und
ausgehend von einem zentralen Abschnitt des Po-
lierfelds bis zu einem duferen Randabschnitt des Po-
lierfelds wirkt, und zwar in Abhangigkeit der
Schwenkstellung des Arms.

8. Polierverfahren nach einem der Anspriche 1
bis 7 wobei die Mechanik zum Zufiihren von Polier-
masse auf die Polierfeldoberflache eine Mechanik
umfasst, die sich von dem zentralen Abschnitt des
Polierfelds in radialer Richtung zu seinem
Randabschnitt erstreckt, wobei aufgrund der Rotati-
on des Polierfelds gleichzeitig Poliermasse von dem
zentralen Abschnitt des Polierfelds bis zu dem
Randabschnitt des Polierfelds auf das Polierfeld auf-
gebracht werden kann.

9. Poliervorrichtung zur Zufuhr von Poliermasse
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auf eine Polierfeldoberflache bei der die Polierung
mittel relativer Bewegung zwischen der Polierfeldo-
berflache und einem Wafer durchgefihrt wird, mit:
eine Poliermassenzufihrmechanik mit einem birs-
tendhnlichen oder drahtahnlichen Element an dem
Poliermasse entlang nach unten flieRen kann, um die
Poliermasse eine Polierfeldoberflache zuzufihren;
und eine Polierfeldreinigungsmechanik zum Wa-
schen der Polierfeldoberflache wahrend dem Polie-
ren.

10. Poliervorrichtung nach Anspruch 9, wobei die
Mechanik zur Reinigung der Polierfeldoberflache
wahrend dem Polieren eine Mechanik mit einer Diise
zum Ausbringen vom Wasser unter hohem Druck
umfasst, wobei die Dise an einem Arm befestigt ist,
und wobei das unter hohem Druck ausgebrachte
Wasser aus der Dise von einem zentralen Abschnitt
des Polierfelds ausgehend hin zu einem aufieren
Randschnitt des Polierfelds wirkt und zwar in Abhan-
gigkeit der Schwenkstellung des Arms.

11. Poliervorrichtung nach Anspruch 9 oder 10,
wobei das Element zur Zufuhr von Poliermasse aus
einer Vielzahl von drahtdhnlichen Elementen, plat-
tendhnlichen Elementen mit Kerben oder einem
blrstendhnlichen Element besteht, das aus einem
Blindel von drahtahnlichen Elementen besteht.

12. Poliervorrichtung nach Anspruch 9, 10 oder
11, wobei das Element zur Zufuhr von Poliermasse in
radialer Richtung des Polierfelds angeordnet ist und
ausgehend von einem zentralen Abschnitt des Po-
lierfelds in Richtung seines Randabschnitts angeord-
net ist.

13. Poliervorrichtung nach Anspruch 9, 10, 11
oder 12, wobei das Element zur Zufuhr von Polier-
masse derart ausgebildet ist, dass sein distaler En-
dabschnitt nicht Kontakt mit den Boden der Kerben
hat.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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